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A| ADVERTENCIA: Uma ADVERTENCIA indica possiveis danos no equipamento, lesdes corporais ou morte.
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Trabalhar no computador

Topicos

Instrugdes de Seguranga

Antes de efectuar qualquer procedimento no interior do computador
Precaucgdes de seguranca

Protecdo contra descargas eletrostaticas - Protecdo ESD

Kit de servico no campo de ESD

Transporte de componentes sensiveis

Apbs efectuar qualquer procedimento no interior do computador

Instrucdes de Seguranca

Utilize as orientagdes de seguranga seguintes para proteger o seu computador contra potenciais danos e para assegurar a sua segurancga
pessoal. Caso seja indicado o contrério, cada procedimento incluido neste documento assume que leu as informagdes de seguranca
enviadas com o computador.

A

A

ADVERTENCIA: Antes de trabalhar no interior do computador, leia as informacdes de seguranca enviadas com o mesmo.
Para obter mais informacdes sobre as melhores praticas de seguranca, consulte a pagina inicial de Conformidade
Regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance.

ADVERTENCIA: Desligue todas as fontes de alimentacio do computador antes de proceder a abertura de tampas ou
painéis do mesmo. Depois de trabalhar no interior do computador, volte a colocar todas as tampas, painéis e parafusos
antes de ligar o computador a uma tomada elétrica.

Para evitar danos no computador, certifique-se de que a superficie de trabalho é plana e que esta seca e limpa.

Para evitar danificar os componentes e as placas, segure-os pelas extremidades e evite tocar nos pinos e nos
contactos.

S6 deve realizar uma detecéao e resolucio de problemas e reparacées conforme autorizado ou indicado
pela equipa de assisténcia técnica da Dell. Os danos causados por assisténcia ndo autorizada pela Dell ndo
estdo cobertos pela garantia. Consulte as instrucées de seguranca enviadas com o produto ou em www.dell.com/
regulatory_compliance.

Antes de tocar em qualquer parte no interior do computador, ligue-se a terra tocando numa superficie metalica
ndo pintada, tal como o metal na parte posterior do computador. Enquanto trabalha, toque periodicamente numa
superficie de metal sem pintura para dissipar qualquer eletricidade estatica, que podera danificar os componentes
internos.

Quando desligar um cabo, puxe pelo respetivo conector ou patilha, ndo pelo préprio cabo. Alguns dos cabos
tém conectores com patilhas de bloqueio ou parafusos de orelhas que tera de libertar antes de desligar o cabo. Quando
desligar os cabos, mantenha-os alinhados uniformemente para evitar dobrar os pinos do conector. Quando ligar os
cabos, certifique-se de que as portas e os conectores estdo corretamente orientados e alinhados.

Prima e ejete todos os cartdes instalados no leitor de cartdes de meméria.

Tenha o maximo cuidado quando manusear baterias de i6es de litio em computadores portateis. As baterias
inchadas nao devem ser utilizadas e devem ser substituidas e eliminadas de forma adequada.

@ NOTA: Pode haver diferencgas de aparéncia entre a cor do computador e determinados componentes em relagéo aos apresentados

nas ilustracdes deste documento.
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Antes de efectuar qualquer procedimento no interior do
computador

Certifigue-se de que a superficie de trabalho é plana e que esta limpa para evitar que a tampa do computador figue riscada.
Desligue o computador.
Se o computador estiver ligado a um dispositivo de ancoragem (ancorado), desligue-o.

N N

Desligue todos os cabos de rede do computador (se disponiveis).

Se o seu computador possuir uma porta RJ45, desligue o cabo de rede retirando primeiro o cabo do seu
computador.

5. Desligue o computador e todos os dispositivos a ele ligados das respectivas tomadas eléctricas.
6. Abra o ecra.
7. Prima sem soltar o botdo de alimentag&o durante alguns segundos, para ligar a placa de sistema a terra.

Para evitar choques elétricos, desligue o computador da tomada elétrica antes de realizar o passo n.2 8.

Para evitar descargas eletrostaticas, ligue-se a terra utilizando uma faixa de terra para pulso ou tocando
periodicamente numa superficie metalica ndo pintada ao mesmo tempo que toca num conector na parte posterior do
computador.

8. Retire qualquer ExpressCard ou Smart Card instalada das respectivas ranhuras.

Precaucoes de seguranca

O capitulo sobre as precaugdes de seguranga descreve os principais passos a executar antes de proceder as instrugdes de desmontagem.

Cumpra as seguintes precaugdes de seguranga antes de quaisquer procedimentos de instalagdo ou reparagdo que envolvam a
desmontagem ou remontagem:

e Desligue o sistema e todos os periféricos ligados.

e Desligue o sistema e todos os periféricos ligados a alimentacdo CA.

e Desligue todos os cabos de rede, linhas telefénicas e de telecomunicagdo do sistema.
[ ]

Utilize um kit de servigo de campo ESD ao manusear o interior de qualquer computador portatil para evitar danos por descarga
eletrostatica (ESD).

Depois de remover qualquer componente do sistema, coloque cuidadosamente o componente removido sobre um tapete antiestatico.
Use calgado com solas de borracha ndo condutora para reduzir o risco de eletrocussao.

Alimentagcdo em suspensao

Os produtos Dell equipados com alimentacdo em suspenséo devem ser desligados antes de se abrir a caixa. Os sistemas com a
funcionalidade de alimentagéo em suspens&o estdo a receber alimentag&o quando s&o desligados. A alimentacao interna permite que o
sistema seja ligado de forma remota (ativado na LAN) e colocado no modo de espera, dispondo ainda de outras funcionalidades de gestdo
de energia avancadas.

Se desligar, premir e mantiver premido o bot&o de alimentagdo durante 20 segundos devera descarregar a energia residual na placa de
sistema. Retire a bateria dos computadores portéteis.

Ligacao

A ligacdo € um método que conecta dois ou mais condutores de ligag&o a terra com a mesma poténcia elétrica. Isto é feito com a ajuda
de um kit de descargas eletrostaticas (ESD) de servigo no campo. Quando utilizar um fio de ligagéo, certifique-se de que este estéd em
contacto com uma superficie metélica sem revestimento € nunca com uma superficie pintada ou ndo metélica. A pulseira antiestatica
deve estar fixa e em total contacto com a sua pele e devem ser removidas todas as joias, tais como reldgios, pulseiras ou anéis, antes de
estabelecer a ligag&o entre si e 0 equipamento.
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Protecao contra descargas eletrostaticas - Protecao
ESD

As ESD s&o uma das principais preocupagdes no que respeita aos componentes eletronicos, especialmente componentes sensiveis como
as placas de expanséo, os processadores, as memorias DIMM e as placas de sistema. Correntes elétricas muito ligeiras podem danificar os
circuitos de formas que talvez ndo sejam tdo ébvias, tais como falhas latentes ou produtos com uma durag&o mais curta. Uma vez que a
indUstria vai exigindo uma poténcia cada vez menor e uma densidade cada vez mais elevada, a protegdo contra ESD é uma preocupagéo
crescente.

Devido ao aumento da densidade dos semicondutores utilizados nos mais recentes produtos da Dell, existe agora mais sensibilidade aos
danos provocados pela estatica relativamente ao que acontecia nos anteriores produtos da Dell. Por isso, j& ndo séo aplicaveis alguns
métodos aprovados no passado no que diz respeito a0 manuseamento das pegas.

Existem dois tipos de danos provocados por ESD: falhas catastréficas e latentes.

e Catastréficas — as falhas catastroéficas representam cerca de 20% das falhas provocadas por ESD. Os danos levam a uma perda
completa e imediata da funcionalidade do dispositivo. Um exemplo de falha catastréfica € uma memaéria DIMM que recebeu um choque
estatico e gera imediatamente um sintoma de “Nenhum POST/Nenhum video”, emitindo um cédigo sonoro que representa uma
memoria ausente ou ndo funcional.

e Latente — as falhas latentes representam cerca de 80% das falhas provocadas por ESD. Uma elevada taxa de falhas latentes significa
que, na maioria das vezes, quando o dano ocorre, ndo € imediatamente reconhecido. A DIMM recebe um choque estéatico, mas o
sinal é apenas enfraquecido e ndo produz imediatamente os sintomas externos relacionados com os danos. O sinal enfraquecido pode
demorar semanas ou meses a desaparecer e, entretanto, pode causar degradacgdo da integridade da memoria, erros de memoéria
intermitentes, etc.

O tipo de dano mais dificil de reconhecer e resolver € o dano latente.

Execute os passos seguintes para evitar danos provocados por ESD:

e Utilize uma pulseira antiestatica com fios adequadamente ligada a terra. A utilizacdo de pulseiras antiestaticas sem fios ja ndo é
permitida; ndo fornecem prote¢do adequada. Tocar no chassi antes de manusear as pegas Ndo garante uma protecdo adequada contra
a ESD nas pecas com maior sensibilidade aos danos provocados por ESD.

e Manuseie todos 0s componentes sensiveis a estatica numa area antiestéatica. Se possivel, utilize almofadas antiestéaticas para o piso e
para a bancada de trabalho.

e Quando desembalar um componente sensivel a estatica, ndo retire o componente do material antiestatico da embalagem até que
esteja preparado para instalar o componente. Antes de desembalar o pacote antiestéatico, certifique-se de descarrega a eletricidade
estatica do seu corpo.

e Antes de transportar um componente sensivel & estética, coloque-o num recipiente ou embalagem antiestatica.

Kit de servico no campo de ESD

O kit ndo monitorizado de servigo no campo é o kit de servigo usado com mais frequéncia. Cada kit de servigo no campo inclui trés
componentes principais: tapete antiestatico, pulseira antiestatica e fio de ligagéo.

Componentes de um kit de servico no campo de ESD

Os componentes de um kit de servigco no campo de ESD s&o:

e Tapete antiestatico — 0 tapete antiestatico dissipa a eletricidade estatica e as pegas podem ser colocadas sobre 0 mesmo durante
os procedimentos de servigo. Quando utilizar um tapete antiestatico, a sua pulseira antiestéatica devera estar aconchegada ao pulso e
o fio de ligag&o devera estar ligado ao tapete e a qualquer superficie metélica sem revestimento no sistema em que est4 a trabalhar.
Depois de corretamente implementadas, as pec¢as de manutencdo podem ser removidas do saco antiestatico e colocadas diretamente
no tapete. Os itens sensiveis a ESD estao seguros na sua mé&o, no tapete antiestatico, no sistema ou no interior de um saco.

e Pulseira antiestatica e fio de ligacdo — a pulseira antiestatica e o fio de ligacdo podem estar diretamente ligados ao seu pulso
e a uma superficie metélica sem revestimento no hardware se o tapete antiestatico ndo for necessario ou se estiverem ligados ao
tapete antiestéatico para proteger o hardware temporariamente colocado no tapete. A ligagéo fisica entre a pulseira antiestatica, o fio
de ligacdo e a sua pele, o tapete antiestatico e o hardware € denominada por ligacdo. Utilize apenas os kits de servico no campo
que incluem uma pulseira antiestatica, um tapete antiestatico e um fio de ligagdo. Nunca utilize pulseiras antiestaticas sem fios.
Esteja sempre ciente de que os fios internos de uma pulseira tém tendéncia a danificar-se com o uso e devem ser inspecionados
regularmente com um dispositivo de teste adequado para evitar danos acidentais no hardware provocados por ESD. Recomendamos
que teste a pulseira antiestatica e o fio de ligacéo, pelo menos, uma vez por semana.

e Dispositivo de teste da pulseira antiestatica — os fios no interior de uma pulseira antiestatica sdo propicios a danificarem-se com
o tempo. Quando utilizar um kit ndo monitorizado, é recomendavel que efetue regularmente um teste a pulseira antes de cada servigo
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e, N0 minimo, um teste por semana. Um dispositivo de teste para pulseiras antiestaticas € o melhor método utilizado para este teste.
Se n&o tiver o seu proéprio dispositivo de teste, contacte a sua sede regional para saber se podem disponibilizar um dispositivo. Para
realizar este teste, conecte o fio de ligagdo da pulseira antiestatica ao dispositivo de teste, enquanto este estiver preso ao seu pulso, e
prima o bot&o de teste. Se o teste for positivo, € aceso um LED verde; se o teste for negativo, € aceso um LED vermelho e é emitido
um alarme.

Elementos isoladores — ¢ fundamental manter os dispositivos sensiveis a ESD, como os revestimentos de plastico dos dissipadores
de calor, afastados das pegas internas que s&o isoladoras e possuem, muitas vezes, carga elétrica.

Ambiente de trabalho — antes de implementar o kit de servigo no campo de ESD, avalie a situagdo no local do cliente. Por exemplo,
a implementagéo do kit num ambiente de servidor é diferente da implementagdo num ambiente de desktop ou computador portatil.
Os servidores sdo normalmente instalados num rack de um centro de dados; os desktops ou computadores portateis sdo normalmente
colocados em secretérias ou cubiculos de escritério. Procure sempre uma area de trabalho plana e aberta, totalmente desimpedida

e suficientemente espagosa para implementar o kit de ESD, aproveitando um espago adicional para acomodar o tipo de sistema que
esta a ser reparado. A rea de trabalho também n&o deve ter quaisquer isoladores que possam provocar a ocorréncia de ESD. Na éarea
de trabalho, os isoladores como o poliestireno expandido e outros plasticos devem estar sempre a uma distancia de, pelo menos, 12
polegadas ou 30 centimetros das pegas sensiveis antes de manusear fisicamente quaisquer componentes de hardware.

Embalagem protegida contra ESD — todos os dispositivos sensiveis a ESD devem ser enviados e recebidos numa embalagem
antiestatica. Recomendamos 0 uso de sacos metélicos e antiestaticos. No entanto, deve sempre devolver a pecga danificada dentro
do mesmo saco e embalagem antiestatica em que a pega foi enviada. O saco antiestatico deve ser dobrado e fechado com fita e

todo o material de espuma da embalagem deve ser usado na caixa original em que a peca foi enviada. Os dispositivos sensiveis a

ESD s6 devem ser removidos numa superficie de trabalho protegida contra ESD e as pec¢as nunca devem ser colocadas no topo do
saco antiestatico porque apenas o interior do saco oferece protegéo. Coloque sempre as pegas na sua mao, no tapete antiestatico, no
sistema ou no interior do saco antiestatico.

Transportar componentes sensiveis — quando transportar componentes sensiveis a ESD, tais como pegas de substituigcdo ou pegas
que serdo devolvidas a Dell, € fundamental colocar estas pe¢as em sacos antiestaticos para um transporte mais seguro.

Resumo sobre a protecao contra ESD

Recomendamos que todos os técnicos de servico no campo utilizem sempre a pulseira antiestatica com fios convencional e o tapete
antiestatico de protegéo quando efetuarem uma intervencao nos produtos Dell. Para além disso, € fundamental que os técnicos
mantenham as pegas sensiveis afastadas de todas as pegas isoladoras durante a interveng&o e € fundamental que usem sacos
antiestaticos para transporte dos componentes sensiveis.

Transporte de componentes sensiveis

Quando transportar componentes sensiveis a ESD, tais como pegas de substituigdo ou pegas que serdo devolvidas a Dell, & fundamental
colocar estas pegas em sacos antiestaticos para um transporte mais seguro.

Apos efectuar qualquer procedimento no interior do
computador

Uma vez concluido qualquer procedimento de reposi¢éo de componentes, certifique-se de que liga dispositivos externos, placas e cabos
antes de ligar o computador.

10

Para evitar danos no computador, utilize apenas a bateria concebida para este computador Dell. Nado utilize
baterias concebidas para outros computadores Dell.
Ligue todos os dispositivos externos, tais como um replicador de portas ou uma base de multimédia, e volte a colocar todas as placas,
como por exemplo, uma ExpressCard.
Ligue todos os cabos de telefone ou de rede ao computador.
Para ligar um cabo de rede, ligue em primeiro lugar o cabo ao dispositivo de rede e, em seguida, ligue-o ao
computador.

Ligue o computador e todos os dispositivos anexados as respectivas tomadas eléctricas.
Ligue o computador.
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Tecnologia e componentes

Este capitulo apresenta em detalhe a tecnologia e os componentes disponiveis no sistema.
Toépicos

. Utilizar o computador

¢ Adaptadores de CA-CC

. Bateria

¢ Processadores

. Funcionalidades da memoria

e Opcgoes da placa grafica

¢ Vidro Corning Gorilla

*  Utilizagdo da caneta

e Leitores de cartdes de memoria
< UEFIBIOS

¢ Gestdo de sistemas - desde o local até a nuvem
¢ Trusted Platform Module

e Leitor de impressoes digitais

. Funcionalidades USB

e USB PowerShare

e USBdotipo C

. Ethernet

e HDMI2.0

Utilizar o computador

Abra a tampa do LCD

1. Pressione o trinco do LCD localizado no chassis inferior.

Tecnologia e componentes
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2. Levante a tampa do LCD num angulo de visdo conveniente.

@ NOTA: Os computadores portateis foram concebidos para permitir o movimento da tampa do LCD até um maximo de 180°, no
entanto, a tampa ndo deve ser aberta mais de 140° se as portas de E/S posteriores estiverem a ser utilizadas ou se o computador
estiver ancorado.

Modo Furtivo

Os produtos Latitude Rugged estao equipados com uma funcdo de modo Furtivo. O modo Furtivo permite-lhe desligar o visor, todas as
luzes LED, os altifalantes internos, a ventoinha e todas as comunicagdes sem fios através de uma Unica combinacdo de teclas.

®

NOTA: Este modo permite-lhe utilizar o computador em operac¢des de conversdo. Quando o modo Furtivo estiver ativado, o
computador permanece funcional mas ndo emite qualquer luz ou som.

Ligar/desligar o modo Furtivo

1. Prima a combinagé&o de teclas Fn + F7 (a tecla Fn n&o sera necessaria se o bloqueio de Fn estiver ativado) para ligar o modo Furtivo.

®

NOTA: O modo Furtivo é uma funcéo secundaria da tecla F7. A tecla pode ser utilizada para executar outras funcdes no
computador, caso ndo seja utilizada com a tecla Fn para ativar o modo Furtivo.

2. Todas as luzes e sons ficam desligados.
3. Prima novamente a combinacao de teclas Fn + F7 para desligar o modo Furtivo.

! @ # $ % A & * [ ) + Jacpece
| G | A A D R R | )
) C b g

il | ) G G G G o G e N
Shift z X Cc \ Ni < > ? Shift
N |l )l GO | G
& [Dl@] DrREDE

- tome [

Desactivacdao do modo Furtivo em Configuracao do sistema (BIOS)

Desligue o computador.
Ligue o computador e, no logotipo da Dell, toque repetidamente na tecla <F2> para aceder ao menu Configuracdo do sistema.
Expanda e abra o menu Configuracéo do sistema.

N N

Seleccione Controlo do modo Furtivo.

®| NOTA: O modo Furtivo esté activado por predefinicéo.

5. Para desactivar o modo Furtivo, desmarque a opgéo Activar modo Furtivo.
6. Clique em Aplicar alteracdes e depois em Sair.

Utilizacao do teclado retroiluminado

A série Latitude Rrugged é equipada com um teclado retroiluminado que pode ser personalizado. O sistema tem ativadas as seguintes
cores:

1. Branco

2. Vermelho

3. Verde

4. Azul

Em alternativa, o sistema pode ser configurado com 2 outras cores personalizadas em Configuracédo do sistema (BIOS).
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Ligar/desligar a retroiluminacao do teclado ou ajustar o brilho

Para ligar/desligar a retroiluminag&o do teclado ou ajustar as definigdes do brilho:

1. Para inicializar o comutador da retroiluminagdo do teclado, prima Fn+F10 (a tecla Fn ndo é necessaria se o bloqueio da fungdo da tecla
Fn estiver activado).

2. A primeira utilizagdo da combinacéo de teclas indicada acima ligara a retroiluminagéo para a definicdo mais baixa.

3. Premindo a combinagao de teclas repetidamente, as definicdes do brilho executam um ciclo entre os 25 porcento, 50 porcento,
75 porcento e 100 porcento.

4. Execute o ciclo através da combinag&o de teclas para ajustar o brilho ou desligar totalmente a retroiluminagéo do teclado.

OFF 25% 50% 75% 100%

Esc F1 F2 F3 Fa FS F6 F7 Fa Fo Fio F11 Fiz PriScr Insert Dealete
—8 - - - [ %] a = P e i & ks Y —

m

@EBBE‘BD 'n_lgc
G |l GO G O o

& ) =
Up Down
5]

Alteracéao da cor da retroiluminacao do teclado

Para alterar a cor da retroiluminagdo do teclado:

1. Para percorrer as cores de retroiluminag&o disponiveis, prima as teclas Fn + C.

2. O branco, o vermelho, o verde e o azul sdo as cores predefinidas; podem ser adicionadas ao ciclo até duas cores personalizadas na
Configuragao do sistema (BIOS).

(= () () () ) B0 0 el ) ) ) o) () 5 ) (5
~ @ # $ % A & * ( ) _ + T
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Personalizacdo do teclado retroiluminado em Configuracao do sistema (BIOS)

1. Desligue o computador.

2. Ligue o computador e quando o logétipo da Dell aparecer, toque repetidamente na tecla F2 para aceder ao menu Configuragéo do
sistema.

3. No menu Configuracao do sistema, seleccione Retroiluminacdo do Teclado RGB.

Pode activar/desactivar as cores padrdo (branco, vermelho, verde e azul).
4. Para definir um valor RGB personalizado, utilize as caixas de introdugédo no lado direito do ecra.
5. Clique em Aplicar altera¢des e depois em Sair para fechar o menu Configuracdo do sistema.

Caracteristicas de bloqueio da tecla de funcao <Fn>

@ NOTA: O teclado tem a capacidade de blogueio através da tecla de funcdo Fn. Quando ativadas, as fungdes secundarias existentes
na primeira linha de teclas tornam-se predefinidas, ndo sendo necesséria a utilizacdo da tecla Fn.
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Figural. Referéncias da tecla <Fn>

1. Tecla de blogqueio <Fn>

2. Teclas <Fn> afectadas

3. Tecla <Fn>

@ NOTA: O bloqueio com a tecla Fn afeta apenas as teclas da linha superior (F1a F12). As fungdes secundérias n&o requerem que a
tecla Fn seja premida enquanto esta ativada.

Activacdo do bloqueio de funcao (Fn)

1. Prima as teclas Fn + Esc.

@l NOTA: Outras teclas de fungdes secundarias na primeira linha n&o s&o afectadas e a utilizagéo da tecla Fn & necessaria.

2. Prima novamente as teclas Fn + Esc para desactivar a funcionalidade do blogueio de fung&o.
As teclas de fung&o retornam as acgdes predefinidas.

Activar e desactivar a funcao sem fios (WiFi)

1. Para ativar a rede sem fios, prima Fn + PrtScr.
2. Prima novamente as teclas Fn + PrtScr para desactivar a rede sem fios.

“ﬂ[:]Fa “a:Fﬁ n““Dﬂu “m )

FRR{F2n] o o o o o o o

-DIDEIIDDIDEBI

S

@DD.
BIED Dl

I E:

Definicdo de teclas de atalho

Comportamento da tecla Fn: o comportamento principal € o de tecla de suporte de dados; o comportamento secundario é o das teclas

F1-F12.

e O Fn Lock (Blogueio de Fn) troca apenas o comportamento principal e secundario em F1-F12.

e [7 ¢ furtivo — exclusivo para plataformas robustas e semirrobustas. Desliga o LCD, todos os dispositivos sem fios, todos os alertas,
luzes indicadoras, som, ventoinha, etc.
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Tabela 1. Atalhos de teclado

Teclas de atalho

Funcdo

Descricdo

Fn+ESC

Fn Lock (Bloqueio de Fn)

Permite ao utilizador alternar entre
bloquear e desbloquear as teclas
Fn.

Fn+F1

Silenciar o volume de som

Desativa o som/Ativa o som
temporariamente. O nivel de som
antes de silenciar é retomado depois
de ligar o som.

Fn+F2

Baixar/diminuir o volume de som

Diminui o volume do som até chegar
ao minimo/desligar o som.

Fn+F3

Subir/aumentar o volume de som

Aumenta o volume de som até
chegar ao maximo.

Fn+F4

Silenciar o microfone

Silencia o microfone incorporado para

que ndo possa gravar som. Existe

um LED na tecla de funcdo F4 que

notifica o utilizador sobre o estado

desta funcéo:

e |ED apagado = o microfone
consegue gravar som

e LED aceso = o microfone esta
silenciado e n&o consegue gravar
som

Fn+F5

Num lock

Permite ao utilizador alternar entre
bloquear e desbloquear NumLock

Fn+F6

Scroll lock

Utilizado como tecla Scroll Lock.

Fn+F7

Modo furtivo

Permite ao utilizador alternar para e
do Modo furtivo

Fn+F8

Ecra de LCD e projetor

Determina a saida de video para o
LCD e outros dispositivos de video
externos quando est4 ligado e ha um
ecra presente.

Fn+F9

Pesquisar

Imita o batimento da tecla Windows
+ F para abrir a caixa de didlogo de
pesquisa do Windows.

Fn+F10

KB lluminag&o/retroiluminac¢éo do teclado

Determina o nivel de luminosidade

da iluminag&o/retroiluminagédo do
teclado. A tecla de atalho faz um
ciclo entre os seguintes estados

de luminosidade quando premida:
Desativada, Esbatida, Luminosa. Para
mais detalhes, consulte a seccdo
Teclado: lluminag&o/Retroiluminag&o.

Fn+F1

Redugao da luminosidade

Reduz a passagem da luminosidade
do LCD para cada presséo até

ser atingido o minimo. Para

mais detalhes, consulte a seccdo
Luminosidade do LCD.

Fn+F12

Aumento da luminosidade

Aumenta a passagem da
luminosidade do LCD para cada
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Tabela 1. Atalhos de teclado (continuacao)

Teclas de atalho Funcéo Descricdo

pressdo até ser atingido o0 maximo.
Para mais detalhes, consulte a
secgéo Luminosidade do LCD.

Fn+PrintScreen Radio ligado/desligado Alterna entre ligar e desligar todos os

radios sem fios. Por exemplo, WLAN,
WWAN e Bluetooth.

Fn+Inserir Suspenséo Coloca o sistema em Estado ACPI S3

€ nao ativa o sistema.

As fungdes tradicionais de programagédo, como Scroll Lock, sdo atribuidas a teclas alfabéticas com legendas ndo impressas.

Fn+S = Bloqueio de navegagao
Fn+B = Pausa

Fn+Ctrl+B = Interrupgédo
Fn+R = Sys-Req

®| NOTA: Para teclados sem retroiluminagdo, o F10 ndo tem fung&o e o icone na tecla de funcéo & apagado.

Adaptadores de CA-CC

&

Existem dois tipos de adaptadores de CA oferecidos para esta plataforma:

90 W com 3 pinos

130 W com 3 pinos

Ao desligar o cabo do adaptador de CA do computador, segure no conector, ndo no cabo, e, em seguida, puxe com firmeza mas com
cuidado para evitar danificar o cabo.

O adaptador de CA funciona com tomadas eléctricas de todo o mundo. No entanto, os conectores de alimentacéo e as extensdes
eléctricas variam de acordo com os paises. A utilizacdo de um cabo incompativel ou uma ligacdo incorrecta do cabo a extensdo ou
tomada eléctrica pode provocar um incéndio ou danos no equipamento.

Procedimentos para verificar o estado do adaptador de CA no BIOS?

16

Reinicie/ligue o seu computador.

No primeiro texto do ecrd ou quando o logétipo da Dell aparecer, toque em <F2> até que a mensagem Entering Setup (A iniciar a
configuracdo) seja apresentada.

Em General (Geral) > Battery Information (Informacées da bateria), ver4 AC Adapter (adaptador de CA) listado.
O status (estado) mostra a wattage (poténcia) do adaptador de CA ligado. Quaisquer erros detetados com o adaptador de CA ou
com o conector de entrada CC ser&o aqui apresentados.
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90 W
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130 W

| adapter w/
7.4mm barrel
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LED e cabo
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Tabela 2. Funcionalidades do adaptador

Funcionalidades

1 O formato do corpo cria uma base suave para envolver o cabo.

Blogueio de cabo no corddo para fixar o acondicionamento do cabo.

O alivio de tens&o de 90° direciona o cabo para fora da lateral do adaptador.

Dl NN

O LED do adaptador € implementado em dois pontos em lados opostos da cabega do plug. A iluminagédo LED sera
branca.

Bateria

O Dell Latitude Rugged utiliza as seguintes opgdes de bateria de trés células:

e 51 Wh de trés células (ExpressCharge)

e 51 Wh de trés células (longo ciclo de vida, inclui garantia limitada de trés anos)

A bateria encontra-se na parte inferior do sistema e pode ser substituida com o sistema em funcionamento. Este design é diferente de
qualquer outro computador portétil anterior da Dell, onde o sistema precisa de ser desligado quando a bateria é retirada, sem ter de retirar
a tampa inferior.

®| NOTA: A bateria € categorizada como uma CRU (Unidade substituivel do cliente) nesta plataforma.

®| NOTA: A bateria exige normalmente cerca de duas horas para carregar completamente.

Especificacdes da bateria

O que € o ExpressCharge?

Para um sistema anunciado como tendo a funcionalidade ExpressCharge, a bateria geraimente terd mais de 80% de carga apds cerca de
uma hora de carregamento com o sistema desligado e estara totalmente carregada em cerca de duas horas com o sistema desligado.

A ativag&o do ExpressCharge exige que o sistema e a bateria utilizados no sistema sejam compativeis com ExpressCharge. Se algum dos
requisitos acima estiver em falta, o ExpressCharge ndo estaré ativado.

O que é o BATTMAN?

BATTMAN é um gestor de bateria controlado por computador e destinado a baterias recarregaveis tipicas. Tem as seguintes capacidades:

Monitoriza a descarga automatica

Mede a resisténcia interna

Executa automaticamente ciclos de descarga/carga repetidos para abrir novas baterias
Mantém um registo de todas as operagdes realizadas, que pode ser importado

Liga-se através da porta paralela a qualquer PC com o Microsoft Windows

O software operacional, completo com cédigo de origem, esta disponivel para transferéncia
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Processadores

Este computador portatil € entregue com os seguintes processadores Intel i5 de 6.2 geragdo SkylLake ou de 7.2 e 8.9 geragdes Kabylake:

e Processador Intel Core i3, 7130U KabylLake
e Processadores Intel Core iD, 8350U KabylLake ou 6300U SkylLake
e Série de processador Intel Core i7, 8650U KabylLake

@l NOTA: A velocidade de relégio e a performance variam consoante a carga de trabalho e outras variaveis.

Processador Skylake

O Intel Skylake é o sucessor do processador Intel Broadwell. Trata-se de um redesign de microarquitetura que utiliza uma tecnologia de
processamento j& existente e que sera conhecido por Intel 6th Gen Core. Tal como o Broadwell, o Skylake esta disponivel em quatro

variantes, com os sufixos SKL-Y, SKL-H e SKL-U.

O Skylake inclui igualmente os processadores Core i7, i5, i3, Pentium e Celeron.

Roteiro do Skylake vs Broadwell

A ilustrag&o a seguir € uma comparacao de tipo roteiro entre o processador Skylake vs o processador Broadwell:

Skylake

.-ﬂ_-

Skylake-Y Skylake-U Skylake-H
+ +
PCH-LP PCH-LP

(1-chip) | (1-Chip)

100 Series PCH

Snowfield Peak [.11ac 2x2+BT 4.1) WiFi
Douglas Peak WiGig
XMM7262 LTE
CG 1960 GNSS

Alpine Ridge DP and SP
Jacksonville GbE LAN

PCle Business & Consumer. Wolf Star

SATA Business & Consumer: Temple Star Refresh

Figura2. Roteiro do Skylake vs Broadwell

Funcionalidades de desempenho do processador

A tabela a seguir ilustra o desempenho disponivel em cada sufixo Skylake.

Tabela 3. Caracteristicas de desempenho

Caracteristicas | Descricdo da SKL-Y SKL-U SKL-H
caracteristica
Caracteristicas | NUcleos Nucleo Duplo Nucleo Duplo Nucleo Duplo
Gerais
CPU/Meméria/ Nao N&o Sim
Overclocking Gréafico
Utilitario Intel Extreme Né&o N&o Sim
Tuning
Tecnologia de Sim Sim Sim
Hiperprocessamento
Intel
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Tabela 3. Caracteristicas de desempenho (continuacédo)

Caracteristicas | Descricdo da SKL-Y SKL-U SKL-H
caracteristica
Intel Smart Cache Sim Sim Sim
Technology com partilha
de cache de ultimo
nivel (LLC) entre o
Processador e o0s nucleos
GFx
Intel Smart Sound Sim Sim Sim
Technology
Tecnologia Intel Turbo Sim Sim Sim
Boost 2.0
Cache de Ultimo Nivel Até 4M Até 4 M Até 4 M
(LLC)
Otimizador de Tens&o Sim TBD TBD
Ecra 3 Suportes de Ecra Sim Sim Sim
Independentes
Ecra HDMI 2.0 a 60 Hz | 3840x2160 3840x2160 3840x2160
Ecra DP/eDP a 60 Hz 3840x2160 4096 x 2304 4096 x 2304
eDP 1.3, suporte para Sim Sim Sim
MPO, NV12
Suporte de Intel Built-in Visuals Sim Sim Sim
dados
Computacéo OpenCL 2.0 Sim Nao Sim
Hardware da Processo de 14 nm Sim Sim Sim
Plataforma
16 faixas Gréaficas PCle Nao N&o Sim
(configuraveis como
1x1B6ou2x8oulx8
+2x4)
Suporte PCle de Nao Nao Sim
Geracao 3.0
Placa grafica cambidvel | Ndo Sim Sim
(solugédo muxless)
Memoéria Tipo de memoéria DDR4 DDR4 DDR4
Conector/Meméria Meméria inferior SODIMM SODIMM
Inferior
Velocidade 2133 MT/s para DDRA4 2133 MT/s para DDRA4 2133 MT/s para DDRA4
Capacidade Méx. 32 GB 32 GB 32 GB
Suporte de SO | Windows 11 (64 bits) Sim Sim Sim
Windows 10 (64 bits) Sim Sim Sim
Windows 7 (64 bits/32 Sim Sim Sim
bits)
Windows 8.1 (64 bits) Sim Sim Sim
Linux (kernel e médulos | Sim Sim Sim
associados)
Chrome OS Sim Sim Nao
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Tabela 3. Caracteristicas de desempenho (continuacédo)

Caracteristicas | Descricdo da SKL-Y SKL-U SKL-H
caracteristica
Android Nao Nao Nao

Comparacao geral com o processador Broadwell

Figura3. Comparacdo com o processador Broadwell

Kaby Lake — processadores Intel Core da 7.2 e 8.2 geracao

2D Camera Imaging
RealSense 3D Cameras

1/0 & Storage

Touch and Sensing

Security

Broadwell Platform Features

Skylake Platform Features
" 0%,

Improved CPU & Graphics
reduction jupto 40%

P fup ) with sig powe
lower SOC power) and longer battery ife'

H:47W2, U 28W2, U2 15W2 Y 4.5W2 TOP
Configurable TDF®, Low Power Mode®

Gens, DX11.1, Open CL 1.2/2.0%, Open GL 4., PCle3.0

Faster AVC and MPEG-2 with full HW encode; VPB Encode (GPU), VP8 Decods,
VP9 Decode [GPU). HEVC Decode;

Intel® Quick Sync Videc; 3 simultanecus ﬁlsphri.

Intel® Smart Sound Technology®

Discrete ISP in camera module

Intel® RealSense F200 (UF Camera)

U58 3.0, Thunderbolt™ Technology®

Discrete Touch, Diserete Sensor Hub controllers on platform

High Bandwidth B02.11 ac, WiGig®

Catd LTE. Intel* Wireless Display 5.07, GNSS, NFC

McAfee YAP, Boot Guard, intel® PTT 2.0%, intel® IPT?, intel® BIOS Guard v2.0%,

Anti-malware Boost [Beacon Pass 2.0

intel® vPro™ Technology w/ AMT 10.0, Intel* Small Business Advantage 3.0,

Intel * vPro™ w/ Windows* 8.1 InstantGo* , Intel* Pro WiDi 5.1

P PU & Graphics p {up ) with sig
reduction [upto 60% lower SOC power) and longer battery life?

H:45W2 and 35W, U: 28W2, U 15W2, Y- 4.5WE TOP
Configurable TDP?, Low Power Made®

Gend LP, DX11.3, DX12, Open CL 1.2/2.0™% Open GL 4.3/4.4, PCle3.0

VP8 Encode, VPB Decode, VPO Decode (GPU), VP9 Encode (GPU), HEVE Bb
Decede; HEVC Bb Encode, VDENC, SFC
Intel® Quick Sync Video; 3 simultaneous Displays

Enhanced Intel* Smart Sound Technology: GMM HW accelerated Speech,
Enhanced Audic Pre and Post Processing. Enhanced intel® Wake on Vioice

Integrated ISPAY, suppoarting upto 16MP, 4K@30fps, 1080p@60fps
Intel® RealSense R200 (WF camera)®, Intel® RealSense F200 [UF Camera)

PCle Gen3.0 [U and Y), eMMC5.0 %, SDXC3.0, USB OTG'?, C512 MIP1, USE 3.00
, Thunderbelt™ Technology®

d Touch® Intel* Solution

High Bandwidth 802.11 ac, WiGig¥, Cath LTE, intel* Wireless Display 6.0°
Wireless Charging, GNSS, NFC
McAfee YAP w/ Intel® SGX, IPT with MFA
Boot Guard, Intel® PTT 3.0% intel® IPT?, Intel® BIOS Guard v2.01

Intel® vPro™ Technology wf AMT 11.0, Small Business Advantage SBA Next
Intel® Pro WIDi 6.0, Secure LBS

A familia do processador Intel Core da 7.9 e 8.2 gerag&o (Kaby Lake) é a sucessora do Sky Lake R. As suas funcionalidades principais

incluem:

e Intel 14nm Manufacturing Process Technology
e Intel Turbo Boost Technology (Tecnologia Turbo Boost Intel)
e Intel Hyper Threading Technology
e Intel Built-in Visuals
o Intel HD Graphics — videos excecionais, com a edi¢do dos mais pequenos detalhes nos videos
o Intel Quick Sync Video — excelente capacidade de videoconferéncia, edigdo rapida de videos e criagdo
o Intel Clear Video HD — melhorias da qualidade visual e da fidelidade da cor para a reprodug&o HD e navegacado envolvente na Web

Controlador de meméria integrado
Intel Smart Cache

Tecnologia Intel vPro opcional (em i5/i7) com Active Management Technology 11.6
Intel Rapid Storage Technology

Tabela 4. Especificacées do Kaby lake

Namero do Velocidade base | Cache Ndamero de Alimentacéao Tipo de Graficos
processador do relégio nicleos/N.° de memoria

processamento

s
Intel Dual Core 2,7 GHz 3 MB 2/4 1BW DDRA4-2400 Intel HD graphics
i3-7130U 620
Intel Quad Core | 1,7 GHz 6 MB 4/8 1BW DDRA4-2400 Intel UHD
i5-8350U graphics 620
Intel Quad-Core | 1,9 GHz 8 MB 4/8 1BW DDRA4-2400 Intel UHD
i7-8650U graphics 620
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Funcionalidades da memoria

Este computador portatil suporta meméria SDRAM DDRA4 de 4 a 32 GB, até 2400 MHz em processadores KabylLake e 2133 MHz em
processadores Skylake.

DDR4

A memoria DDRA4 (taxa de dados dupla de quarta geragdo) é um sucessor de alta velocidade para as tecnologias DDR2 e DDR3 e permite
até 512 GB de capacidade, em comparag&o com os 128 GB por DIMM da DDR3. A meméria de acesso aleatério dindmica sincrona DDR4 é
codificada de forma diferente da SDRAM e da DDR para impedir que o utilizador instale o tipo errado de memoria no sistema.

A DDRA4 precisa de 20 por cento menos ou apenas 1,2 volts, em comparagéo com a DDR3 que requer 1,5 volts de energia elétrica para
trabalhar. A DDR4 também suporta um novo modo de encerramento profundo que permite que o dispositivo do sistema anfitrido entre em
modo de suspensdo, sem precisar de atualizar a sua memaria. O modo de encerramento profundo devera reduzir o consumo energeético de
suspensao de 40 a 50 por cento.

Detalhes da DDR4

Existem diferencas subtis entre os modulos de memoéria DDR3 e DDR4, conforme listado abaixo:
Diferenca do entalhe da tecla

O entalhe da tecla num médulo da DDR4 esta numa localizagdo diferente do entalhe da tecla num mdédulo da DDR3. Ambos os entalhes
est&o na extremidade de inser¢do, mas a localizagdo do entalhe na DDRA4 ¢ ligeiramente diferente para impedir que o médulo seja instalado
num quadro ou plataforma incompativeis.

Figura4. Diferenca do entalhe

Espessura aumentada

Os médulos da DDR4 s&o ligeiramente mais grossos que os da DDR3, para acomodar mais camadas de sinal.

DDR4

Figurab. Diferenca de espessura

Extremidade curvada

Os modulos da DDR4 tém uma extremidade curvada para ajudar na insercéo e aliviar a presséo no PCB durante a instalagdo da memria.
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Figura6. Extremidade curvada

Erros de memoria

Os erros de memoéria do sistema apresentam o novo cédigo de falha 2 - Ambar, 3 - Branco. Se toda a memoéria falhar, o LCD n&o liga.
Resolva os problemas de possiveis falhas de meméria ao tentar conhecer os bons médulos de meméria nos conectores de meméria na
parte inferior do sistema ou sob o teclado, como em alguns sistemas portateis.

Opcoes da placa grafica

Especificac6es da placa grafica

Tabela 5. Especificacées da placa grafica

Controlador Tipo Dependéncia Tipo de Capacidade Suporte para Resolucdo maxima
da CPU meméria monitor externo
grafica
Intel HD 620 UMA Intel Core i3 - Integrado Memobria de HDMI 2.0 4096 x 2304 a 60
Graphics 7130U sistema Hz
partilhada
Intel UHD 620 UMA Intel Core i5 - Integrado Memoria de HDMI 2.0 4096 x 2304 a 60
Graphics 8350U sistema Hz
partilhada
Intel HD 520 UMA Intel Core Integrado Memobria de HDMI 2.0 4096 x 2304 a 60
Graphics 15-6300U sistema Hz
partilhada
AMD Radeon Dedicado Intel Core i5 - Dedicado Dedicada, DDR5 | HDMI 2.0 4096 x 2304 a 60
540 8350U de 2 GB . Hz
Portas de video
Intel Core i7 - adicionais através
8650U do espago de
E/S configuravel
posterior
o VGA
e DisplayPort
AMD Radeon Dedicado Intel Core i5 - Dedicado Dedicada, DDR5 | HDMI 2.0 4096 x 2304 a 60
RX540 8350U de 4GB . Hz
Portas de video
Intel Core i7 - adicionais através
8650U do espago de

E/S configuravel
posterior

o VGA
e DisplayPort
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NOTA: As portas de video adicionais através do espaco de E/S configuravel posterior estéo disponiveis apenas com a solugéo de

placa grafica independente.
Placa Grafica Integrada Intel HD

Placa gréafica Intel HD 620

Este sistema pode ser configurado com uma das seguintes op¢des graficas UMA ou combinado com qualquer uma das opcgdes de placa

grafica independente AMD.

Tabela 6. Especificacdo da Intel HD 620

Controlador da placa grafica integrada

Placa grafica Intel HD 620

Tipo de barramento

PCle interno

Interface da Memria

N/A (arquitetura de memoria unificada)

Nivel da placa gréfica

GT2

Consumo energético méaximo estimado (TDP)

15 W (incluido na alimentagéo da CPU)

Suporte para Ecra

No sistema:
HDMI 2.0
USB Type-C

Taxa de Atualizacdo Vertical Maxima

Até 85 Hz consoante a resolugdo

Suporte da API de Video das Placas Graficas dos Sistemas
Operativos

Suporte do DirectX 12, OpenCL 2.0, OpenGL 4.3/4.4, OpenGL ES

Resolucdes suportadas e taxas de atualizagdo méaximas (Hz) (Nota:
Analdgica e/ou digital)

Portas do sistema: Max. digital: (HDMI) 2560 x 1600, 4096 x 2304
24 Hz

Ancorado:

e Max. digital: (DisplayPort 1.2) 3840 x 2160 a 60 Hz
Max. digital: (SL-DVI) 1920 x 1080 a 60 Hz
Analdgica: (VGA) sistema (14 polegadas/15 polegadas) 2048 x
1152 a 60 Hz

Para 3 ecras: até a resolugdo méxima de cada uma acima

NuUmeros de ecras suportados

e Portas do sistema: méaximo de 3 ecrds com LCD mais dois ecras
em cada saida (HDMI, USB Type-C)

e Ancorado: méaximo de 3 ecras (conjunto de LCD, VGA, DP,
HDMI)

Placa grafica Intel UHD 620

Tabela 7. Especificacdo da Placa Grafica Intel UHD 620 (Intel Core de 8.2 geracéao)

Controlador da placa grafica integrada

Placa Grafica Intel UHD 620 (Intel Core de 8.2 Geracéao)

Tipo de barramento

PCle interno

Interface da Memoria

N/A (arquitetura de memoria unificada)

Nivel da placa gréfica

GT2

Consumo energético méximo estimado (TDP)

15 W (incluido na alimentacdo da CPU)

Suporte para Ecra

No sistema:
HDMI 2.0
USB Type-C
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Tabela 7. Especificacdo da Placa Grafica Intel UHD 620 (Intel Core de 8.2 geracdo) (continuacéao)

Controlador da placa grafica integrada

Placa Grafica Intel UHD 620 (Intel Core de 8.2 Geracéao)

Taxa de Atualizagdo Vertical Maxima

Até 85 Hz consoante a resolugdo

Suporte da API de Video das Placas Gréficas dos Sistemas
Operativos

DirectX 11 (Windows 7/8.1), DirectX 12 (Windows 10, Windows 11),
OpenGL 4.3

Analdgica e/ou digital)

Resolugdes suportadas e taxas de atualizagdo méximas (Hz) (Nota:

Portas do sistema:

e Max. digital: (HDMI) 4096 x 2304 a 24 Hz
e Analdgico: (VGA) sistema (14 polegadas/15 polegadas) ou
acoplamento 2048 x 1152 a 60 Hz

Ancorado:

Méx. digital: (DisplayPort 1.2) 3860 x 2160 a 60 Hz
Max. digital: (SL-DVI) 1920 x 1080 a 60 Hz

Analégica: (VGA) sistema (14 polegadas/15 polegadas) 2048 x
1152 a 60 Hz

Para 3 ecras:

e (nativo ou ancorado) até 1920x1200 de resolugdo maxima cada

NUmeros de ecras suportados

e Portas do sistema - maximo de 3 ecras com LCD mais 1
ecréd no maximo em cada saida (HDMI, VGA (14 polegadas/15
polegadas)

e Ancorado - maximo de 3 ecras (conjunto de LCD, VGA, DP,
HDMI)

Placa Gréafica Intel HD 520

Tabela 8. Especificacdo da Placa Grafica Intel HD 520

Controlador da placa grafica integrada

Placa Grafica Intel UHD 620 (Intel Core de 8.2 Geracdo)

Tipo de barramento

PCle interno

Interface da Memoaria

N/A (arquitetura de memaria unificada)

Nivel da placa gréfica

GT2

Consumo energético méximo estimado (TDP)

15 W (incluido na alimentag&o da CPU)

Suporte para Ecra

No sistema:
HDMI 2.0
USB Type-C

Taxa de Atualizacdo Vertical Maxima

Até 85 Hz consoante a resolugdo

Placas Graficas dos Sistemas Operativos/Suporte da APl de Video

DirectX 11 (Windows 7/8.1), DirectX 12 (Windows 10, Windows 11),
OpenGL 4.3

Analdgica e/ou digital)

Resolugdes suportadas e taxas de atualizagdo méximas (Hz) (Nota:

Portas do sistema:

o Max. digital: (HDMI) 4096 x 2304 a 24 Hz
e Analdgico: (VGA) sistema (14 polegadas/15 polegadas) ou
acoplamento 2048 x 1152 a 60 Hz

Ancorado:

e Max. digital: (DisplayPort 1.2) 3860 x 2160 a 60 Hz

e Max. digital: (SL-DVI) 1920 x 1080 a 60 Hz

e Analdgica: (VGA) sistema (14 polegadas/15 polegadas) 2048 x
1152 a 60 Hz

Para 3 ecras:
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Tabela 8. Especificacdo da Placa Grafica Intel HD 520 (continuacao)

Controlador da placa grafica integrada Placa Grafica Intel UHD 620 (Intel Core de 8.2 Geracéo)

e (nativo ou ancorado) até 1920x1200 de resolugdo maxima cada

NUmeros de ecras suportados e Portas do sistema - maximo de 3 ecréds com LCD mais 1
ecréd no maximo em cada saida (HDMI, VGA (14 polegadas/15
polegadas)

e Ancorado - méaximo de 3 ecras (conjunto de LCD, VGA, DP,
HDMI)

Placa Grafica Intel HD 520

A placa gréfica Intel HD 620 (GT2) € uma unidade grafica integrada, que pode ser encontrada em vérios processadores ULV (tenséo
ultra baixa) da geragao Skylake. Esta vers&o GT2 da GPU Skylake oferece 24 Unidades de execugdo (EU) com uma velocidade de até
1050 MHz (dependendo do modelo da CPU). Devido a falta de meméria grafica dedicada ou cache eDRAM, o HD 520 tem que aceder a
memoria principal (2 DDR3L-1600/DDR4-2133 de 64 hits).

Desempenho

O desempenho exato da placa grafica HD 620 depende de vérios fatores, como o tamanho da cache L3, a configuragdo de meméria
(DDR3/DDR4) e a taxa de velocidade méaxima do modelo especifico. As versdes mais rapidas Core i7-6600U devem ter um desempenho
semelhante ao de uma placa gréafica dedicada GeForce 820M e tém capacidade para executar jogos modernos (a partir de 2015) com
baicas defini¢cdes.

Funcionalidades

O mecanismo de video revisto agora descodifica H.265/HEVC completamente em hardware e com mais eficiéncia do que antes. Os ecrés
podem ser ligados com um DP 1.2/eDP 1.3 (max. 3840 x 2160 @ 60 Hz), considerando que o HDMI é limitado a verséo mais antiga 1.4a
(max. 3840 x 2160 @ 30 Hz). No entanto, o HDMI 2.0 pode ser adicionado com um conversor DisplayPort. Podem ser controlados até
trés monitores em simultaneo.

Consumo de energia
A placa gréafica HD 520 pode ser encontrada em processadores moveis especificados em TDP de 15 W, pelo que é adequada para

computadores portateis compactos e Ultrabooks.

Principais especificacdes

A tabela a seguir contém as principais especificagdes da placa gréafica Intel HD 520:

28 Tecnologia e componentes



Tabela 9. Principais especificacdes

Especificacdo

Placa Grafica Intel HD 520

Nome do cédigo

Skylake GT2

Arquitetura

Intel da 6.2 gerag&o (Skylake)

Pipelines

24 — unificado

Velocidade do nucleo

300 - 1050 (aumento) MHz

Tipo de memoria

DDR3/DDRA4

Largura do barramento de memaria 64/128 bits
Meméria partilhada Sim
Tecnologia 14 nm
Funcionalidades QuickSync

DirectX

DirectX 12 (FL 12_1)

Méx. Ecrés suportados

Até 3

DP 1.2/eDP 1.3 max. resolucdo

3840 x 2160 @ 60 Hz

HDMI méax. resolugéo

3840 x 2160 @ 30 Hz

Placa grafica Integrada Intel HD/UHD 620

A Placa Gréfica Intel HD/UHD 620 (GT2) é uma unidade gréfica integrada, que pode ser encontrada em varios processadores ULV

(tens&o ultra baixa) da geragéo Skylake. Esta versdo GT2 da GPU Skylake oferece 24 Unidades de execucgdo (EU) com uma velocidade de
até 1050 MHz (dependendo do modelo da CPU). Devido a falta de memoria grafica dedicada ou cache eDRAM, o HD 520 tem que aceder

a memoria principal (2 DDR3L-1600/DDR4-2133 de 64 bits).

Desempenho

O desempenho exato da placa grafica HD/UHD 620 depende de vérios fatores, como o tamanho da cache L3, a configuragéo de memoria
(DDR3L/DDR4) e a taxa de velocidade maxima do modelo especifico.

Funcionalidades

O mecanismo de video revisto agora descodifica H.265/HEVC completamente em hardware e com mais eficiéncia do que antes. Os ecras

podem ser ligados com um DP 1.2/eDP 1.3 (max. 3840 x 2160 @ 60 Hz), considerando que o HDMI é limitado & vers&o mais antiga 1.4a
(méx. 3840 x 2160 @ 30 Hz). No entanto, o HDMI 2.0 pode ser adicionado com um conversor DisplayPort. Podem ser controlados até

trés monitores em simultaneo.
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Consumo de energia

A placa gréfica HD 620 pode ser encontrada em processadores méveis especificados em TDP de 15 W, pelo que é adequada para

computadores portateis compactos e Ultrabooks.

Principais especificacdes

A tabela a seguir contém as principais especifica¢gdes da placa gréfica Intel HD 620:

Tabela 10. Principais especificacdes

Especificacao

Placa Grafica Intel HD/UHD 620

Nome do cédigo

Skylake GT2

Arquitetura

Intel da 6.2 geragéo (Skylake)

Pipelines

24 — unificado

Velocidade do nlcleo

300 — 1050 (aumento) MHz

Tipo de memoéria DDR3/DDR4
Largura do barramento de memodria 64/128 bits
Memo¢ria partilhada Sim
Tecnologia 14 nm
Funcionalidades QuickSync

DirectX

DirectX 12 (FL 12_1)

Max. Ecrés suportados

Até 3

DP 1.2/eDP 1.3 méx. resolugdo

3840 x 2160 @ 60 Hz

HDMI méax. resolugé&o

3840 x 2160 @ 30 Hz

Placa Grafica AMD Radeon 540

Tabela 11. Especificacdes da Placa Grafica Radeon 540

Controlador da placa grafica

Placa Grafica AMD Radeon 540

Memoria gréfica 2 GB GDDRb
Tipo de barramento PCle x16 de 3.9 geracédo
Interface da memoria 64 bits

Velocidades do relégio

Até 1124 MHz

Consumo de energia méximo estimado (TDP)

50 W TGP (GPU + memodria intermédia de fotogramas)

Suporte para monitor

HDMI/mDP/eDP/USB-C

Profundidade méaxima da cor

Profundidade méaxima da cor 4:4:4: 12 (bits por pixel)

Taxa de atualizag&o vertical maxima

Até 85 Hz consoante a resolugdo

Placas gréficas dos sistemas operativos/Suporte da API de video

DirectX 12, OpenGL 4.5

Analégica e/ou digital)

Resolugdes suportadas e taxas de atualizagdo méximas (Hz) (Nota:

DisplayPort tnico 1.4 - 5120 x 2880 @ 60 Hz

e DisplayPort duplo 1.4 - 5120 x 2880 @ 60 Hz

NUmeros de ecras suportados
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Placa Grafica AMD Radeon RX 540

Tabela 12. Especificacdes da placa grafica Radeon RX 540

Controlador da placa grafica

Placa Grafica AMD Radeon RX 540

Memoria gréfica

4 GB GDDRb

Tipo de barramento

PCle x16 de 3.9 geracédo

Interface da memaria

128 bits

Velocidades do relégio

Até 1219 MHz

Consumo maximo estimado

50 W TGP (GPU + memodria intermédia de fotogramas)

Suporte para monitor

eDP/DVI/ DisplayPort/HDMI

Profundidade méaxima da cor

Profundidade méaxima da cor 4:4:4: 12 (bits por pixel)

Taxa de atualizag&o vertical maxima

Até 395 Hz a 1920 x 1080
Até 118 Hz a 3840 x 2160

Placas gréaficas dos sistemas operativos/Suporte da API de video

DirectX 12, OpenGL 4.5

Resolugdes suportadas e taxas de atualizagdes maximas (Hz)

e Max. digital: DisplayPort Gnico 1.4 - 5120 x 2880 @ 60 Hz
(mDP/USB tipo C para DP)

e Max. digital: DisplayPort duplo 1.4 - 5120 x 2880 @ 60 Hz
(mDP/USB tipo C para DP)

Numeros de ecrés suportados

Até cinco ecras em funcionamento a 4096 x 2160 @60 Hz

Vidro Corning Gorilla

Vidro Corning Gorilla 5: a mais recente composi¢cdo da Corning foi criada para resolver a principal queixa dos consumidores, de acordo com
a pesqguisa da Corning. O novo vidro ¢ tdo fino e leve quanto as versdes anteriores, mas foi criado para oferecer uma resisténcia bastante

superior a danos nativos, permitindo uma melhor performance em campo. O Vidro Corning Gorilla 5 foi testado quanto a performance

quando submetido a danos por contacto brusco, como no asfalto e noutras superficies do mundo real.

Beneficios

Forca retida melhorada ap6s a utilizag&o.

Alta resisténcia a arranhdes e danos por contacto.
Performance melhorada em quedas.

Qualidade superior da superficie.

Aplicacdes

e (Capa protetora ideal para ecras eletrénicos em:
o Smartphones
o Ecrés de computadores portateis e tablets
o Dispositivos utilizaveis
Dispositivos com ecr3 tatil
Componentes 6ticos

e Artigos de vidro de alta resisténcia
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Dimensoes

Espessura: 0,7 mm

Viscosidade

Tabela 13. Viscosidade
Parametros Vetores
Ponto de amolecimento (1076 poises) 884 °C
Ponto de recozimento (102 poises) 623 °C
Ponto de tens&o (10" poises) 571°C
Propriedades

Tabela 14. Propriedades
Densidade 2,43 g/cm
Modulo de Young 76,7 GPa
Coeficiente de Poisson 0,21
Maédulo de cisalhamento 31,7 GPa

Dureza Vickers (carga de 200 g)

e N&o fortalecido

489 kgf/mm?

e Fortalecido 596 kgf/mm?
596 kgf/mm?

Tenacidade a fratura 0,69 MPa m05

Coeficiente de expanséo (0 °C - 300 °C) 788 x107 /°C

Fortalecimento quimico

Capacidade de >850 MPa CS, a 50 ym profundidade de camada (DOL)

As especificagdes estdo sujeitas a alteragdes

Otico

Tabela 15. Otico

indice refrativo (590 nm)

Vidro principal**

1,50

Camada de compressé&o

1,51

Constante fotoelastica 30,3 nm/cm/MPa

** O indice principal é utilizado para medi¢des baseadas em FSM, uma vez que ndo é afetado por condigdes de troca idnica.

Durabilidade quimica

A durabilidade é medida através da perda de peso por area de superficie apds a imersdo nos solventes mostrados abaixo. Os valores séo
altamente dependentes das condicdes reais de teste. Os dados apresentados sdo do Vidro Corning Gorilla 5.
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Tabela 16. Durabilidade quimica

Reagente Hora Temperatura (°C) Perda de peso (mg/cm2)
HCI - 5% 24 h 95 5,9

NH4F: HF - 10% 20 min 20 1,0

HF - 10% 20 min 20 25,2

NaOH - 5% 6h 95 2,7

Elétrico

Tabela 17. Elétrico

Frequéncia (MHz)

Constante dielétrica

Tangente de perda

54 7,08 0,009
163 7,01 0,010
272 7,01 0,01

272 7,00 0,010
490 7,99 0,010
599 7,97 0,01

912 7,01 0,012
1499 6,99 0,012
1977 6,97 0,014
2466 6,96 0,014
2986 6,96 0,014

Linha coaxial terminada semelhante a descrita nas Notas técnicas NIST 1520 e 1355-R

Testar o Vidro Corning Gorilla 5.

e Maior resisténcia a danos (até 1,8X) com abras&o profunda.

e Fortalecimento quimico mais rpido com alto esforgo de compresséo e maior profundidade de compressdo
o Profundidade de verificagdo mais superficial com maiores niveis de abras&o

e Permite a redug&o da espessura

Utilizacao da caneta

O seu computador utiliza vérios dispositivos de entrada. O teclado USB externo padrdo e o rato estdo presentes, além disso, pode optar

pela caneta eletrostatica/stylus ou utilizar o seu dedo como um dispositivo de entrada.

Utilizar a caneta como um rato

Pode utilizar a caneta da mesma forma que utiliza um rato ou uma mesa sensivel ao toque com um computador portatil. Segurar a caneta

perto do ecré causa o aparecimento de um pequeno cursor. Quando a caneta é movida, o cursor também se move. A tabela a seguir

descreve como utilizar a caneta.
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Tabela 18. Funcdes da caneta

Accéao

Funcao

Bata levemente a ponta da caneta no ecréa

O mesmo que um clique Unico num rato.

Bata levemente a ponta da caneta duas vezes em rapida sucesséo
no ecra.

O mesmo que fazer um duplo clique num rato.

Togue na caneta no ecra e segure-a momentaneamente até que o
Windows desenhe um circulo completo ao redor do cursor.

O mesmo que um clique com o bot&o do lado direito num rato.

Utilizar a caneta como uma caneta

O software de reconhecimento de escrita manual facilita a insergéo de texto nas suas aplicagdes com a caneta. Algumas aplicagdes, como
o Windows Journal, permitem-lhe escrever com a caneta diretamente na janela da aplicagao.

Painel de entrada do tablet PC

Quando uma aplicagdo nédo suporta diretamente a entrada da caneta, pode utilizar o Tablet PC Input Panel (Painel de entrada do tablet
PC) para inserir texto na sua aplicagdo. Se tocar numa éarea editavel, o icone do Painel de entrada do tablet PC é apresentado. Tocar no
icone faz com que o Painel de entrada deslize para fora da extremidade do ecra.

-

{}

Pode mover o separador Input Panel (Painel de entrada) ao arrasté-lo para cima ou para baixo ao longo da extremidade do ecré.
Em seguida, quando toca nele, o Painel de entrada € aberto na mesma localizag&o horizontal no ecrd em que o separador aparece.

@I%J Tools -

|

Movimentos da caneta

Os movimentos da caneta permitem utilizar a caneta para realizar agdes que normalmente exigem um teclado, como pressionar <Page
Up> (Pégina para cima) ou utilizar as teclas de seta direcionais. Os movimentos da caneta s&o gestos rapidos e direcionais. Desenhe uma
linha curta em uma de oito diregdes. Quando um movimento de caneta € reconhecido, o tablet PC executa a agéo atribuida.
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Delete oy Copy

3 €

Back Forward
Undo i Paste
+*
Crag Down

Pode modificar as definicdes dos movimentos de caneta predefinidos:

1. Clique em Iniciar > Painel de controlo > Pen and Touch (Caneta e toque) e clique no separador Flicks (Movimentos).

2. Modifique as definicdes e clique em OK.

,J" Pen and Touch ﬁ
Pen Options | Flicks |Handwriting | Touch IPanning|

[¥]1ze flicks to perform common actions quickly and easily!

i@ MNavigational flicks %

= Mavigational flicks and
" editing flicks

Customize...

Sensitivity

You can adjust how easily your flicks are recognized, A more
relaxed setting may lead to accdental flicks.

Relaxed Precse

Pen: ; D

Touch: i G

Display flicks icon in the notification area
Practice using flicks

i oK ] [ Cancel Apply
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Leitores de cartoes de memoria

@ NOTA: O leitor de cartdes de memoria € integrado na placa de sistema em sistemas portateis. Se houver uma falha de hardware ou o
leitor ndo funcionar corretamente, substitua a placa de sistema.

O leitor de cartdes de memoria expande a utilidade e a funcionalidade dos sistemas portateis, especialmente quando utilizado com outros
dispositivos, como camaras digitais, leitores MP3 portéteis e PDA. Todos estes dispositivos utilizam uma forma de cartdo de memaria para
armazenar informagdes. Os leitores de cartdes de meméria permitem uma facil transferéncia de dados entre estes dispositivos.

franscend &

-

Hoje est&o disponiveis varios tipos diferentes de cartdes de memoria. Abaixo estd uma lista dos diferentes tipos de cartdes que funcionam
no leitor de cartdes de memoria.

Leitor de cartoes SD

Memory Stick

Secure Digital (SD)

SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)

UEFI BIOS

UEFI € o acronimo de Interface de Firmware Extensivel Unificada. A especificacdo UEFI define um novo modelo para a interface entre

0s sistemas operativos de computadores pessoais e o firmware da plataforma. A interface consiste em tabelas de dados que contém
informacoes relacionadas com a plataforma, além de chamadas de servigo de arranque e de tempo de execugdo que estéo disponiveis
para o sistema operativo e 0 seu carregador. Juntos, eles oferecem um ambiente padrdo para arrancar um sistema operativo e executar
aplicagdes de pré-arranque. Uma das principais diferencas entre o BIOS e a UEFI € a forma como as aplicagdes séo codificadas. O
montador foi utilizado se as fun¢des ou aplicagdes precisassem de ser codificadas para o BIOS, enquanto um cédigo de linguagem de nivel
mais alto seria utilizado para programar a UEFI.

DoorN =

A implementac&o da UEFI BIOS da Dell ira substituir os dois conjuntos diferentes do BIOS existentes nos produtos portateis e de desktop
numa Unica UEFI BIOS no futuro.

Informacdes importantes

Nao ha diferenca entre o BIOS convencional e a UEFI BIOS, a menos que a opcdo UEFI esteja marcada na definicdo "Opcao da lista de
arranque" na péagina do BIOS. Isto ira permitir que o utilizador crie uma lista de opgdes de arranque da UEFI manualmente, sem afetar a
lista de prioridades de arranque existente. Com a implementacao da UEFI BIOS, as mudangas estdo mais relacionadas com as ferramentas
e funcionalidades de fabrico, com impacto minimo nas utilizagdes do cliente.

N&o se deve esquecer que:

e Se 0s clientes tiverem um suporte de dados de arranque da UEFI e APENAS se tiverem um suporte de dados de arranque da UEFI
(nos suportes de dados 6ticos ou através do armazenamento USB), o menu de arranque Unico ird mostrar uma secgéo adicional que
lista as opgdes de arranque da UEFI. Se ndo tiverem suportes de dados de arranque da UEFI, nunca ver&o esta opgéo. Quase ninguém
conseguira ver esta opcdo, a menos que a opgao de arranque da UEFI esteja especificada manualmente nas definicdes da "Sequéncia
de arranque".

e Como alterar a etiqueta de servigo/etiqueta de proprietario?
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Quando o técnico de servigo substitui uma placa de sistema, é-lhe pedido para definir a etiqueta de servigo quando o sistema arranca
de uma s6 vez. N&o definir uma etiqueta de servigo pode fazer com que a bateria do sistema n&o seja carregada. Portanto, € muito
importante que o técnico de servigo defina a etiqueta de servigo do sistema correta. Se estiver definida uma etiqueta de servico
incorreta, ndo ha como redefini-la e o técnico tera de pedir outra placa de sistema de substituicao.

e Como alterar as informagdes da etiqueta de ativos?

Para alterar as informag@es da etiqueta de ativos, podemos utilizar um dos seguintes utilitérios de software.

Tecnologia de portateis do Dell Command Configure toolkit

Os clientes também podem relatar que, ap6s a substituigédo da placa principal, o campo do ativo ja esta preenchido no BIOS de sistema
e precisa de ser limpo ou configurado. Para sistemas mais antigos e todos 0s sistemas mais recentes com a plataforma UEFI BIOS,

os clientes podem transferir o Dell Command Configure Toolkit (DCC) para personalizar as opgdes do BIOS ou até mesmo alterar a
propriedade ou a etiqueta de ativos do Windows. Esta tecnologia esta descrita na secgdo Software and Troubleshooting (Software e
solucdo de problemas).

Gestao de sistemas - desde o local até a nuvem

Dell Client Command Suite - um kit de ferramentas gratuito disponivel para transferéncia, para todos os PC OptiPlex e Latitude em
https://dell.com/command, automatiza e simplifica as tarefas de gestéo de sistemas economizando tempo, dinheiro e recursos. Consiste
nos seguintes médulos que podem ser usados de forma independente ou com uma variedade de consolas de gestédo de sistemas, como o
SCCM.

Dell Command | Deploy permite a implementacao facil do sistema operativo (SO) em todas as principais metodologias de
implementagao do SO e oferece varios controladores especificos do sistema que foram extraidos e reduzidos a um estado de consumo do
sistema operativo.

Dell Command | Configure ¢ uma ferramenta de administrag&o da interface grafica do utilizador (GUI) para configurar e implementar
definicdes de hardware num ambiente pré e pds-sistema operativo, e funciona perfeitamente com o SCCM e o Airwatch, e pode ser
integrada no LANDesk e no KACE. Tudo se resume ao BIOS. O Command | Configure permite automatizar e configurar remotamente mais
de 150 definigdes do BIOS para uma experiéncia de utilizador personalizada.

O Dell Command | PowerShell Provider pode fazer o mesmo que o Command | Configure, mas com um método diferente. O
PowerShell € uma linguagem de script que permite aos clientes criarem um processo de configuracdo personalizado e dindmico.

Dell Command | Monitor é um agente do Windows Management Instrumentation (WMI) que oferece aos administradores de Tl um
extenso inventario dos dados de hardware e estado de funcionamento. Os administradores também podem configurar o hardware
remotamente através da linha de comandos e do script.

O Dell Command | Update (ferramenta para o utilizador final) é instalado de fabrica e permite aos administradores gerirem
individualmente, e apresentarem e instalarem automaticamente atualiza¢cdes da Dell no BIOS, nos controladores e no software. O
Command | Update elimina o processo bastante demorado da instalagéo da atualizag&o.

O Dell Command | Update Catalog dispde de metadados pesquisaveis que permitem a consola de gestéo obter as atualizagdes mais
recentes especificas do sistema (controlador, firmware ou BIOS). As atualizagdes s&o disponibilizadas sem problemas aos utilizadores
finais através da infraestrutura de gestéo de sistemas do cliente que esté a consumir o catélogo (como o SCCM).

A consola do Dell Command | vPro Out of Band amplia a gestao de hardware a sistemas que est&o offline ou possuem um sistema
operativo inacessivel (funcionalidades exclusivas da Dell).

Dell Command | Integration Suite for System Center - Este conjunto integra todos os principais componentes do Client Command
Suite nas versdes do Microsoft System Center Configuration Manager 2012 e do Current Branch.

A integracado do Dell Client Command Suite com o VMware Workspace ONE, desenvolvido pela AirWatch, agora permite aos clientes
gerirem o seu hardware de cliente Dell a partir da nuvem, através de uma Unica consola do Workspace ONE.

Gestao de sistemas fora de banda - Intel vPro e Intel Standard
Manageability

O Intel vPro e Intel Standard Manageability devem ser configurados na fabrica da Dell no momento da compra, uma vez que NAO podem
ser colocados em campo. Eles oferecem uma gesté&o fora de banda e estdo em conformidade com o DASH.
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Intel vPro

Disponivel com os processadores Intel Core i5 e i7, oferece o conjunto mais completo de funcionalidades de gest&o fora de banda,
incluindo KVM, suporte de IPvB, encerramento normal e todas as funcionalidades das versdes anteriores do vPro. Utiliza a verséo mais
recente da Active Management Technology (AMT) da Intel.

Para saber mais sobre o vPro, visite 0 Web site da Intel em https://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/
vpro/vpro-platform-general.html.

A nova funcionalidade exclusiva de Aprovisionamento remoto da Dell para Intel vPro ativa rapidamente os recursos do vPro num PC,
reduzindo o tempo de configuragcdo do vPro de meses para menos de uma hora. A funcionalidade de Aprovisionamento remoto da Dell
para Intel vPro esta disponivel como parte do médulo: Dell Command | Integration Suite for Systems Center

Intel Standard Manageability (ISM)

O ISM oferece um conjunto limitado de funcionalidades fora de banda, como ligar/desligar remotamente, redirecionamento Serial sobre
LAN, Reativacéo por LAN, etc.

Para saber mais sobre o Intel ISM, visite o Web site da Intel em: https://software.intel.com/en-us/blogs/2009/03/27/what-is-standard-
-manageability.

Trusted Platform Module

O Trusted Platform Module (TPM) é um criptoprocessador dedicado concebido para proteger o hardware através da integracéo de
chaves criptograficas nos dispositivos. O Trusted Platform Module pode ser usado por um software para autenticagdo de dispositivos
de hardware. Como cada chip TPM possui uma chave RSA Unica e secreta gravada no mesmo aguando da produgao, pode efetuar a
autenticacéo da plataforma.

@ NOTA: O Trusted Platform Module (TPM) faz parte da placa de sistema. Caso uma placa de sistema seja substituida, a encriptagédo

devera ser suspensa no sistema operativo e reativada no BIOS da placa de sistema nova antes de retomar a encriptagéo.

A tentativa de substituir a placa de sistema sem suspender primeiro a encriptacéo ira causar a corrupc¢ao do
sistema operativo e podera eventualmente resultar num cenario sem arranque.

Leitor de impressodes digitais

Este topico explica o software utilizado no leitor de impressdes digitais

A Tecnologia de portateis possui um leitor de impressdes digitais integrado localizado no apoio para as mé&os, a direita do painel tatil.

O leitor de impressdes digitais € uma opgao, portanto, nem todos os sistemas o possuem. Incluido com o controlador para o leitor de
impressoes digitais, € um pacote de software da Dell ControlVault que oferece funcionalidade ao dispositivo. A Dell oferece todo o suporte
para o software, assim como nos sistemas Latitude.

Software Dell ControlVault

O pacote de software para o leitor de impressoées digitais € o Dell ControlVault da. Este software oferece as seguintes funcionalidades ao
leitor de impressoes digitais:

e Ultiliza o leitor de impressoes digitais para a autenticag&o do inicio de sesséo do Windows e da palavra-passe de arranque do sistema
e Regista sites e aplicagdes do Windows para substituicdo de palavra-passe

e Lanca uma aplicag&o favorita com um toque de dedo

e Armazena informagdes confidenciais numa pasta encriptada

Para obter qualquer uma destas funcionalidades, o utilizador deve primeiro registar as impressdes digitais. Um assistente facil de seguir
guia o utilizador no processo de registo. O utilizador pode optar por guardar as impressées digitais na unidade de disco rigido ou no leitor
de impressoes digitais

®| NOTA: Um utilizador deve registar mais de uma impresséo digital.
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Funcionalidades USB

O Universal Serial Bus (barramento de série universal), ou USB, foi introduzido em 1996. Simplificou imensamente a ligagdo entre os
computadores anfitrides e os dispositivos periféricos como ratos, teclados, unidades de disco externas e impressoras.

Tabela 19. Evolucédo do USB

Tipo Taxa de transferéncia de dados Categoria Ano de introducdo
USB 2.0 480 Mbps Alta Velocidade (High Speed) | 2000

USB 3.0/USB 3.1 5 Gbps SuperSpeed 2010

Geracdo 1

USB 3.1 Geragéo 2 10 Gbps SuperSpeed 2013

USB 4.0/USB 3.1 Geracgéo 1 (USB SuperSpeed)

Desde ha anos que o0 USB 2.0 se tem afirmado firmemente como o padrdo de interface principal no mundo dos computadores pessoais,
com cerca de 6 mil milhdes de dispositivos vendidos. No entanto, a necessidade de uma maior velocidade aumenta devido ao hardware
de computagéo cada vez mais rapido e a crescente necessidade de uma maior largura da banda. O USB 3.0/USB 3.1 Gerag&o 1 tem,
finalmente, a resposta as exigéncias dos consumidores, com uma velocidade tedrica 10 vezes mais rapida que o seu predecessor. Em
poucas palavras, as caracteristicas do USB 3.1 Geracéo 1 s&o as seguintes:

e Taxas de transferéncia superiores (até 5 Gbps)

e Poténcia de barramento méxima aumentada e retirada de corrente do dispositivo aumentada para acomodar mais facilmente os
dispositivos que consomem muita energia

Novas caracteristicas para gestdo de energia

Transferéncias de dados full-duplex e suporte para novos tipos de transferéncias
Retrocompatibilidade com USB 2.0

Novos conectores e cabos

Os topicos em baixo cobrem algumas das duvidas mais comuns referentes ao USB 3.0/USB 3.1 Geracéo 1.

SUPERSPEED
fffffffff 2
sen

Velocidade

Atualmente, existem 3 modos de velocidade definidos pela especificagdo mais recente USB 3.0/USB 3.1 Geracao 1. S8o elas a Super
Velocidade (Super-Speed), Alta Velocidade (Hi-Speed) e Full-Speed (Velocidade Total). O novo modo SuperSpeed tem uma taxa de
transferéncia de 4,8 Gbps. Apesar de as especificagcdes reterem os modos USB Hi-Speed e Full-Speed, comummente conhecidos como
USB 2.0 e 1.1 respetivamente, os modos mais lentos continuam a operar a 480 Mbps e 12 Mbps respetivamente e sdo mantidos por uma
questao de retrocompatibilidade.

O USB 3.0/USB 3.1 Geragao 1 atinge um desempenho muito mais elevado devido as alteragdes técnicas indicadas em baixo:

e Um barramento fisico adicional, que € adicionado em paralelo com o barramento USB 2.0 ja existente (consulte a imagem em baixo).

e (O USB 2.0 tinha inicialmente quatro cabos (alimentagao, terra e um par para dados diferenciais); o0 USB 3.0/USB 3.1 Gerag&o 1 tem
mais quatro para dois pares de sinais diferenciais (recegéo e transmiss&o) para um total combinado de oito ligagdes nos conectores e
cablagem.

e O USB 3.0/USB 3.1 Geragao 1 utiliza a interface de dados bidirecional em vez da disposicdo half-duplex do USB 2.0. Isto proporciona
um aumento de 10 vezes na largura da banda teoérica.
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Gnd USB3 contacts

High speed USB2 contacts
differential pair

Com as exigéncias atuais cada vez maiores no que se refere a transferéncia de dados de conteldos de video de alta definicdo, aos
dispositivos de armazenamento com capacidade para varios terabytes, camaras digitais com contagem elevada de megapixéis, etc., o USB
2.0 pode n&o ser suficientemente rapido. Além disso, nenhuma ligagdo USB 2.0 poderia alguma vez aproximar-se do débito maximo tedrico
de 480 Mbps, realizando as transferéncias de dados a cerca de 320 Mbps (40 MB/s) — o méximo atual do mundo real. Do mesmo modo,
as ligacoes USB 3.0/USB 3.1 Gerag&o 1 nunca atingirdo os 4,8 Gbps. E provavel vermos uma taxa maxima de 400 MB/s no mundo real
com tolerancias. A esta velocidade, o USB 3.0/USB 3.1 Geragao 1 é uma melhoria 10 vezes superior relativamente ao USB 2.0.

Aplicacdes

O USB 3.0/USB 3.1 Geragao 1 abre as vias e fornece mais espago para os dispositivos fornecerem uma melhor experiéncia geral. Enquanto
anteriormente o video USB era meramente tolerado (numa perspetiva de maxima resolugéo, laténcia e compresséo do video), é facil
imaginar que, com uma largura da banda disponivel 5 a 10 vezes superior, as solugdes de video USB funcionam muito melhor. O DVI de
ligagao simples requer quase 2 Gbps de débito. Os 480 Mbps eram limitadores, mas 5 Gbps € mais do que promissor. Com a velocidade
prometida de 4,8 Gbps, o padr&o ira aparecer em alguns produtos que, até aqui, ndo pertenciam ao &mbito do USB, como os sistemas de
armazenamento RAID externos.

Em baixo encontra-se uma lista de alguns dos produtos disponiveis SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 Geracao 1:

Unidades de disco rigido externos para desktop com ligacdo USB 3.0/USB 3.1 Geracéo 1
Unidades de disco rigido para computadores portateis com ligagdo USB 3.0/USB 3.1 Geragéo 1
Ancoragens e adaptadores para unidades com ligagdo USB 3.0/USB 3.1 Geragé&o 1

Flash Drives e leitores com ligagdo USB 3.0/USB 3.1 Geragéo 1

Unidades de estado soélido com ligagdo USB 3.0/USB 3.1 Geragéo 1

RAIDs com ligagéo USB 3.0/USB 3.1 Geragéo 1

Unidades de suporte 6tico

Dispositivos multimédia

Funcionamento em rede

Placas adaptadoras e hubs com ligagdo USB 3.0/USB 3.1 Geragéo 1

Compatibilidade

A boa noticia & que o USB 3.0/USB 3.1 Geracao 1 tem sido bastante bem planeado desde o inicio para coexistir pacificamente com o

USB 2.0. Antes de mais, apesar de o USB 3.0/USB 3.1 Geracéo 1 especificar novas ligacdes fisicas e, portanto, novos cabos, para tirar
partido da maior velocidade do novo protocolo, o préoprio conector permanece igual, com a mesma forma retangular e os quatro contactos
USB 2.0, encontrando-se exatamente no mesmo local que anteriormente. Estdo presentes cinco ligagdes novas para efetuar a recegéo e
transmissdo de dados de forma independente nos cabos do USB 3.0/USB 3.1 Geragé&o 1 e apenas um entra em contacto quando ligado a
uma ligacdo USB SuperSpeed adequada.

USB PowerShare

O USB PowerShare é uma funcionalidade que permite carregar dispositivos USB externos (ou seja, telemoveis, leitores de musica
portateis e outros) com a bateria do computador portatil.
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Pode utilizar apenas o conector USB com um icone SS+USB+Bateria--> "~

Esta funcionalidade esta ativada na configuracdo do sistema, sob o cabegcalho On Board Devices (Dispositivos incorporados).
Também pode selecionar a quantidade de bateria a ser utilizada (conforme a imagem abaixo). Se definir o USB PowerShare para 25%, o
dispositivo externo pode carregar até a bateria alcangar 25% da capacidade total (por exemplo, € utilizada 75% da carga da bateria do

5 USB PowerShare
Settings
+ System Board Enable USE PowerShare
- On Board Devices
Integrated NIC © 0% © 50%
Parallel Port
Serial Port ©3% ©@75%
SATA Operation
On Board Devices Srle
Keyboard lllumination @ 25%
SB PowerShare]
+— Yideo
+— Security
5 Performance This option configures the USB PowerShart
+ Power Management : e
portatil). |+ Post Behavior This feature is intended to allow users to ch

USB do tipo C

O USB Tipo-C € um novo e pequeno conector fisico. O conector em si pode suportar varios novos € interessantes padroes de USB, tais
como o USB 3.1 e o fornecimento de energia via USB (USB PD).

Modo alternativo

O USB Tipo-C € um novo padrdo de conector que é muito pequeno. Tem cerca de um terco do tamanho de uma ficha USB Tipo-A
antiga. Este é um padr&o de conector Unico que todos os dispositivos deveriam poder usar. As portas USB Tipo-C podem suportar uma
variedade de diferentes protocolos com recurso a “modos alternativos,” que permitem que tenha adaptadores com suporte para HDMI,
VGA, DisplayPort ou outros tipos de ligagdes a partir de uma Unica porta USB

Fornecimento de energia via USB (USB PD)

A especificagdo USB PD também esta intimamente associada ao USB Tipo-C. Atualmente, os smartphones, os tablets e outros
dispositivos moveis usam muito frequentemente uma ligacdo USB para carregar. Uma ligagdo USB 2.0 fornece até 2,5 watts de poténcia
— isso irg carregar o seu telefone, mas s6 isso. Um computador portétil pode requerer até 60 watts, por exemplo. A especificacdo USB
Power Delivery aumenta esta poténcia para 100 watts. E bidirecional, para que um dispositivo possa enviar ou receber alimentacao. E esta
alimentac&o pode ser transferida ao mesmo tempo que o dispositivo esta a transmitir dados através da ligag&o.

Isto pode ditar o fim de todos os cabos de carregamento de computadores portateis exclusivos, com todos os carregamentos a serem
feitos através de uma ligagdo USB standard. Pode carregar o seu computador portétil a partir de uma destas baterias portateis que usa
para carregar 0s smartphones e outros dispositivos portateis da atualidade. Pode ligar o seu computador portéatil a um ecré externo ligado
a um cabo de alimentag&o e esse ecré externo carregaria 0 seu computador portéatil enquanto o usa como ecra externo — tudo através de
uma pequena ligagdo USB Tipo-C. Para usar esta funcionalidade, o dispositivo e o cabo devem suportar o USB Power Delivery. O facto de
ter uma ligagdo USB Tipo-C nao significa necessariamente que o suportem.

USB Tipo-C e USB 4.1

USB 3.1 ¢ um novo padrdo USB. A largura de banda tedrica do USB 3 é de 5 Gbps, enquanto a do USB 3.1 ¢ de 10 Gbps. E o dobro da
largura de banda, t&o rapido como um conector Thunderbolt da primeira geragédo. O USB Tipo-C nao ¢ igual ao USB 3.1. O USB Tipo-C é
apenas uma forma de conector e a tecnologia subjacente pode ser apenas USB 2 ou USB 3.0. Na realidade, o tablet N1 Android da Nokia
utiliza um conector USB Tipo-C, mas por baixo € tudo USB 2.0 — nem mesmo USB 3.0. No entanto, estas tecnologias estdo intimamente
relacionadas.
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Ethernet

A familia Intel 1I219LM Jacksonville WGI219LM de controladores Gigabit Ethernet oferece dispositivos de camada fisica integrados
compactos, de porta Unica, que se ligam aos chipsets Intel Skylake.

O Intel WGI219LM ¢é o produto da LAN corporativa com suporte para Intel vPro; tecnologia, Intel AMT2, Energy Efficient Ethernet
(802.3az), Intel SIPP, arranque iSCSI e suporte de SO de servidor.

Funcionalidades dos produtos

Geral

Conformidade com a especificagdo 10 BASE-T IEEE 802.3

Conformidade com a especificagéo 100 BASE-TX IEEE 802.3

Conformidade com a especificagdo 1000 BASE-T IEEE 802.3

Green Ethernet (EEE)

Suporte de IEEE 802.3az [Modo de baixo consumo energético (LPI)]
Conformidade de negociacdo automatica IEEE 802.3u

Suporta extens&o de suporte (half-duplex)

Modos de loopback para diagnéstico

Corregao de desvio de linha de base digital avangada

Cruzamento de MDI/MDIX automatico em todas as velocidades de funcionamento
Correcéo de polaridade automatica

Interface de gestdo MDC/MDIO

Filtros flexiveis em PHY para reduzir o poder do controlador de LAN integrado
Funcionamento de velocidade inteligente para redug&o automatica de velocidade em plantas de cabos defeituosos
Compativel com loopback PMA (sem cancelamento de eco)

Em conformidade com 802.1as/1588

Suporte do otimizador de energia

Programa Intel Stable Image Platform (SIPP)

Proxy de rede/suporte de descarregamento ARP

Até 32 filtros programéveis

Sem suporte para o funcionamento half-duplex Gb/s

Seguranca e capacidade de gestao

e Suporte Intel vPro com componentes de chipset Intel apropriados

Desempenho

Quadros jumbo (até 9 Kb)

802.1Q e 802.1p

Dimensionamento do lado da recegéo (RSS)
Duas filas (Tx e Rx)

Alimentacao

O consumo ultra baixo ao desligar o cabo (<1 mW) permite o suporte da plataforma para 0 modo de suspens&o ligado
Consumo energético reduzido durante os modos de funcionamento normal e encerramento

Economizador de bateria de ligagdo automética Intel integrado (ACBS)

Desativagéo da LAN de um pino para facilitar a implementacdo do BIOS

Regulador de tensdo de comutagéo totalmente integrado (ISVR)

LinkUp de baixo consumo (LPLU)
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Interligacdo MAC/PHY

Embalagem/Design

Updated Design
* Microsoft enhancements
— Full wake-up packet capture, up-to 32
programmable filters
* Footprint compatible with 1217/1218 (Clarkville)
* Two SKUs:

= Intel® Ethernet Connection |2 19LM (Corporate SKU)
= Intel® Ethernet Connection |219Y (Consumer SKU)

Leading Power Management
* Connected Standby support
JP with typical ~4 W @ Gigabit
nergy Efficient Ethernet (EEE)
n Cable Disconnect'

Advanced Manageability and Security
¢ Intel® vPro™ Processor Technology (LM SKU only)
* |ntel® Smart Connect Technology

HDMI 2.0

Este topico explica o HDMI 2.0 e as suas funcionalidades e vantagens.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) € uma interface de dudio/video digital sem compresséo e suportada pela industria O HDMI

Interface baseada em PCle para funcionamento de estado ativo (estado SO)
Interface baseada em SMBus para trafego de gest&o e alojamento (estado de baixo consumo Sx)

Embalagem de 48 pinos, 6x6 mm com um afastamento de 0,4 mm e uma almofada exposta para ligagdo a terra
Trés saidas LED configuraveis
Aparelhos de resisténcia de terminag&o de interface MDI integrados para reduzir os custos de BOM
Redugéo de custo de BOM ao partilhar flash SPI com PCH

Intel® Ethernet Connection 1219 (Jacksonville)

2015/ 2016
Intel Platforms

Skylake

Skylake PCH

oferece uma interface entre qualquer fonte de audio/video digital compativel, como um leitor de DVD ou um recetor de A/V, € um monitor

de dudio e/ou video digital compativel, como um televisor digital (DTV). As aplicacdes destinadas a televisores com HDMI e leitores
de DVD. As principais vantagens s&o a redugdo do comprimento do cabo e a protecdo de conteldos. O HDMI suporta video standard,

melhorado ou de alta definigdo, bem como dudio digital multicanal, num Unico cabo.

Funcionalidades do HDMI 2.0

HDMI Ethernet Channel (Canal de Ethernet HDMI) - Adiciona uma rede de alta velocidade a uma ligagdo HDMI, permitindo
que os utilizadores aproveitem ao maximo os seus dispositivos habilitados com o protocolo de internet (IP), sem um cabo Ethernet
separado.
Audio Return Channel (Canal de Retorno de Audio) - Permite que um televisor com suporte a HDMI e com um sintonizador
incorporado envie dados de dudio a um sistema de dudio surround, eliminando a necessidade de um cabo de 4udio separado.
3D - Estabelece os protocolos de entrada e saida para os principais formatos de video em 3D, abrindo 0 caminho para jogos realmente
em 3D e aplicagdes de cinema em casa em 3D.
Content Type (Tipo de Contetido) - Sinalizagdo em tempo real de tipos de contelidos entre dispositivos de visualizagéo e de
origem, permitindo que um televisor optimize as configuragdes de imagem com base no tipo de conteldo.

Additional Color Spaces (Espacos de Cores Adicionais) - Adiciona suporte aos modelos de cores adicionais utilizados em
fotografia digital e computacé&o gréfica.
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e Suporte 4 K — permite resolugdes de video muito superiores a 1080p, suportando ecras de Ultima geragédo capazes de rivalizar com os
sistemas Digital Cinema utilizados em muitas salas de cinema comerciais.

e HDMI Micro Connector (Micro Conector HDMI) - Um novo conector de tamanho menor para telemdveis e outros dispositivos
portateis, o qual suporta resolucdes de video de até 1080p.

e Automotive Connection System (Sistema de Ligacdo Automével) - Novos cabos e conectores para sistemas de video
automoveis, concebidos para satisfazer as necessidades exclusivas do setor automodvel através do fornecimento de video em alta
defini¢&o.

Vantagens do HDMI

e O HDMI transfere audio/video digital descompactado para fornecer a melhor qualidade de imagem.

O HDMI de baixo custo fornece a qualidade e funcionalidade de uma interface digital, e suporta formatos de video descompactados
através de uma forma simples e econdmica.

O Audio HDMI suporta diversos formatos de audio, desde estéreo standard até som surround multicanal.

O HDMI combina video e dudio multicanal num Unico cabo, eliminando o custo, a complexidade e a confus&o dos vérios cabos
actualmente utilizados nos sistemas A/V.

e O HDMI suporta a comunicagdo entre uma fonte de video (como um leitor de DVDs) e um televisor digital (DTV), activando novas
funcionalidades.
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Esta seccgao apresenta informacdes detalhadas sobre como retirar ou instalar os componentes do computador.

Retirar e instalar componentes

Topicos

Instrucdes de Seguranca
Ferramentas recomendadas
Caneta

Cartédo SIM

Cartao de memoria

Suporte

Portas com trinco

Bateria

Suporte da SSD principal

SSD

Tampa inferior do chassis
Teclado

placa WWAN

Placa WLAN

GPS (Global Positioning System)
Modulos de memoria

Bateria de célula tipo moeda
Conjunto da ventoinha do dissipador de calor do PCle
Trilho da SSD principal

Conjunto da porta de ancoragem
Conjunto do dissipador de calor
Placa traseira de entrada/saida
Tampas da dobradica

Conjunto do ecra

Moldura do LCD e conjunto da tampa traseira
Microfone

Camara

Compartimento da bateria

Placa de E/S esquerda

Smart Card

Altifalante

Placa de sistema

Conjunto da base inferior

Instrucdes de Seguranca

Utilize as orientagdes de seguranga seguintes para proteger o seu computador contra potenciais danos e para assegurar a sua seguranga
pessoal. Salvo indicagdo em contrério, cada procedimento incluido neste documento pressupde que:

Leu as informag®es de seguranga enviadas com o computador.

e E possivel substituir ou, se adquirido em separado, instalar um componente efetuando o procedimento de remogao pela ordem inversa.

A ADVERTENCIA: Antes de trabalhar no interior do computador, leia as informacdes de seguranca enviadas com o mesmo.
Para obter mais informacdes sobre outras melhores praticas de seguranca, consulte a pagina inicial sobre Conformidade

Legal.
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Muitas das reparacdes s6 podem ser efetuadas por um técnico de servico qualificado. Apenas devera efetuar
a detecdo e resolucdo de problemas e algumas reparacdées simples, conforme autorizado na documentacéo do produto
ou como orientado pelo servico de assisténcia online ou por telefone e pela equipa de suporte. Os danos causados por
assisténcia ndo autorizada pela Dell ndo estédo cobertos pela garantia. Leia e siga as instrucdes de seguranca fornecidas
com o produto.

Para evitar descargas eletrostaticas, ligue-se a terra utilizando uma faixa de ligacdo a terra para pulso ou
tocando periodicamente numa superficie metalica ndo pintada ao mesmo tempo que toca num conector na parte
posterior do computador.

Manuseie cuidadosamente os componentes e as placas. Ndo toque nos componentes ou nos contactos da
placa. Segure a placa pelas extremidades ou pelo suporte de montagem metalico. Segure nos componentes, como um
processador, pelas extremidades e ndo pelos pinos.

Quando desligar um cabo, puxe pelo respetivo conector ou pela patilha e ndo pelo préprio cabo. Alguns cabos
possuem conectores com patilhas de bloqueio. Se estiver a desligar este tipo de cabo, prima as patilhas de bloqueio
antes de desligar o cabo. Ao separar os conectores, mantenha-os alinhados para evitar a torcdo dos pinos. Além disso,
antes de ligar um cabo, certifique-se de que ambos os conectores estio direcionados e alinhados corretamente.

@ NOTA: Desligue todas as fontes de alimentagdo antes de proceder a abertura de tampas ou painéis do computador. Apds terminar os
trabalhos no interior do computador, volte a colocar toda as tampas, painéis e parafusos antes de ligar a fonte de alimentag&o.

Tenha o maximo cuidado quando manusear baterias de ides de litio em computadores portateis. As baterias
inchadas ndao devem ser utilizadas e devem ser substituidas e eliminadas de forma adequada.

NOTA: Pode haver diferencas de aparéncia entre a cor do computador e determinados componentes em relagéo aos apresentados
nas ilustracdes deste documento.

®

Antes de efectuar qualquer procedimento no interior do computador

Certifigue-se de que a superficie de trabalho € plana e que esta limpa para evitar que a tampa do computador fique riscada.
Desligue o computador.
Se o computador estiver ligado a um dispositivo de ancoragem (ancorado), desligue-o.

N N

Desligue todos os cabos de rede do computador (se disponiveis).

Se o seu computador possuir uma porta RJ45, desligue o cabo de rede retirando primeiro o cabo do seu
computador.

5. Desligue o computador e todos os dispositivos a ele ligados das respectivas tomadas eléctricas.
6. Abraoecra.
7. Prima sem soltar o botdo de alimenta¢do durante alguns segundos, para ligar a placa de sistema a terra.

Para evitar choques elétricos, desligue o computador da tomada elétrica antes de realizar o passo n.2 8.
Para evitar descargas eletrostaticas, ligue-se a terra utilizando uma faixa de terra para pulso ou tocando

periodicamente numa superficie metalica ndo pintada ao mesmo tempo que toca nhum conector na parte posterior do
computador.

8. Retire qualquer ExpressCard ou Smart Card instalada das respectivas ranhuras.

Precaucées de seguranca

Siga as precaugdes de seguranga descritas nas secgdes a seguir quando executar um procedimento de instalagdo ou desmontagem/
remontagem:

e Desligue o sistema e todos os periféricos ligados.
e Desligue o sistema e todos os periféricos ligados da alimentacéo de CA e, depois, remova a bateria.
e Desligue todos os cabos de rede, linhas telefonicas ou de telecomunicagéo do sistema.
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e Utilize uma pulseira e um tapete antiestaticos ao manusear o interior de qualquer sistema de computador para evitar danos por
descarga eletrostética (ESD)
Depois de remover um componente do sistema, coloque cuidadosamente o componente removido sobre um tapete antiestatico.
Use sapatos com sola de borracha ndo condutora para ajudar a reduzir o risco de levar um choque ou ficar gravemente ferido num
acidente elétrico.

Energia durante o0 modo de suspenséao

Os produtos da Dell que tém energia durante o modo de suspensdo devem ser totalmente desligados da ficha antes de abrir o
equipamento. Os sistemas que possuem a funcionalidade de energia de suspensdo recebem alimentagdo no momento em que sdo
desligados. A alimentac&o interna permite que o sistema seja ligado de forma remota (LAN de ativacdo) e colocado em modo de espera,
dispondo ainda de outras caracteristicas para gest&o de energia avancadas.

Depois de desligar a ficha do sistema e antes de remover os componentes, aguarde cerca de 30 a 45 segundos até que a corrente seja
totalmente descarregada dos circuitos.

Ligacéo

A ligagdo € um método que conecta dois ou mais condutores de ligagdo a terra com a mesma poténcia elétrica. Isto é feito com a ajuda
de um kit de ESD de servigo no campo. Quando utilizar um fio de ligagéo, certifique-se sempre de que este estd em contacto com uma
superficie metélica sem revestimento e nunca com uma superficie pintada ou ndo metélica. A pulseira antiestatica deve estar fixa e em
total contacto com a sua pele e devem sempre ser removidas todas as joias, tais como relégios, pulseiras ou anéis, antes de estabelecer a
ligagdo entre si e 0 equipamento.

Figura?7. Ligacdo adequada

Protecao de descarga eletrostatica

As ESD s&o uma das principais preocupagdes no que respeita aos componentes eletrénicos, especialmente componentes sensiveis como
as placas de expanséo, os processadores, as memorias DIMM e as placas de sistema. Correntes elétricas muito ligeiras podem danificar os
circuitos de formas que talvez ndo sejam tdo ébvias, tais como falhas latentes ou produtos com uma duragdo mais curta. Uma vez que a
indUstria vai exigindo uma poténcia cada vez menor e uma densidade cada vez mais elevada, a protegdo contra ESD é uma preocupagéo
crescente.

Devido ao aumento da densidade dos semicondutores utilizados nos mais recentes produtos da Dell, existe agora mais sensibilidade
aos danos provocados pela estatica relativamente ao que acontecia nos anteriores produtos da Dell. Por esta raz&o, alguns métodos
previamente aprovados para 0 manuseio de pegas ja ndo se aplicam.

Existem dois tipos de danos provocados por ESD: falhas catastroficas e falhas intermitentes.

e Catastrofico — Os danos levam a uma perda completa e imediata da funcionalidade do dispositivo. Um exemplo de falha catastrofica
€ um DIMM de memdria que recebeu um choque de eletricidade estéatica gerando imediatamente um sintoma "No POST/No Video"
(Sem POST/Sem video) com um cédigo sonoro emitido para memaria em falta ou n&o funcional.

@l NOTA: As falhas catastroficas representam cerca de 20% das falhas provocadas por ESD.

e Intermitente — A DIMM recebe um choque de eletricidade estética, mas o sinal € apenas enfraquecido e ndo produz imediatamente
0s sintomas externos relacionados com os danos. O sinal enfraquecido pode demorar semanas ou meses a desaparecer e, entretanto,
pode causar degradacao da integridade da memodria, erros de memaria intermitentes, etc.
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NOTA: As falhas intermitentes representam aproximadamente 80% das falhas relacionadas com ESD. Uma elevada taxa de falhas
latentes significa que, na maioria das vezes, quando o dano ocorre, ndo € imediatamente reconhecido.

O tipo de dano mais dificil de reconhecer e solucionar é o dano intermitente (também chamado "latente" ou "aberto"). A seguinte imagem
ilustra um exemplo de dano latente da memdria DIMM. Embora o dano ja tenha ocorrido, os sintomas podem ndo constituir um problema

ou provocar sintomas de falha latente durante algum tempo apds a ocorréncia do dano.

25,000%

Figura8. Dano intermitente (latente) num rastro de fio

Execute 0 seguinte para evitar danos provocados por ESD:

Utilize uma pulseira antiestatica com fios adequadamente ligada a terra.
A utilizag&o de pulseiras antiestaticas sem fios ja ndo & permitida; ndo fornecem protecdo adequada.

Tocar no chassis antes de manusear as pegas ndo garante uma protegéo adequada contra a ESD nas pegas com maior sensibilidade
aos danos provocados por ESD.

Figura9. Ligacdo a terra de superficie metalica do chassis (Inaceitavel)

Manuseie todos 0s componentes sensiveis a estatica numa area antiestatica. Se possivel, utilize almofadas antiestaticas para o piso e
para a bancada de trabalho.

Ao manusear componentes sensiveis a estatica, segure-os pelas laterais, ndo pela parte superior. Evite tocar nos pinos e nas placas de
circuito.

Quando desembalar um componente sensivel a estatica, néo retire o componente do material antiestatico da embalagem até que
esteja preparado para instalar o componente. Antes de desembalar o pacote antiestéatico, certifique-se de descarrega a eletricidade
estatica do seu corpo.

Antes de transportar um componente sensivel a estéatica, coloque-o num recipiente ou embalagem antiestatica.

O Kit de Servigo no Campo ESD

O kit ndo monitorizado de servigo no campo é usado com mais frequéncia. Cada kit de servigo no campo inclui trés componentes
principais: tapete antiestatico, pulseira antiestatica e fio de ligag&o.
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Figura10. Kit de Servico no Campo ESD

O tapete antiestatico dissipa a eletricidade estatica e deve ser utilizado para colocar as pegas sobre o mesmo, de forma segura, durante
os procedimentos de servigo. Quando utilizar um tapete antiestatico, a sua pulseira antiestatica deveréa estar aconchegada ao pulso e

o fio de ligagao devera estar ligado ao tapete e a superficie metalica sem revestimento no sistema em que esté a trabalhar. Depois de
corretamente implementadas, as pegas de manuteng&o podem ser removidas do saco antiestéatico e colocadas diretamente no tapete.
Nao se esquega de que os Unicos lugares seguros para colocar os itens sensiveis a ESD s8o a sua méo, o tapete antiestético, o sistema ou
o interior de um saco.

Figurall. Tapete antiestatico

A pulseira antiestética e o fio de ligagdo podem estar diretamente ligados ao seu pulso € a uma superficie metélica sem revestimento no
hardware se o tapete antiestéatico ndo for necessario ou se estiverem ligados ao tapete antiestatico para proteger o hardware que foi
temporariamente colocado sobre o tapete. A ligacdo fisica entre a pulseira antiestética, o fio de ligacdo e a sua pele, o tapete antiestatico
e o0 hardware é denominada por ligag&o. Utilize apenas os kits de servico no campo que incluem uma pulseira antiestatica, um tapete
antiestatico e um fio de ligagcdo. Nunca utilize pulseiras antiestaticas sem fios.

Esteja sempre ciente de que os fios internos de uma pulseira tém tendéncia a danificar-se com o uso e devem ser inspecionados
regularmente com um dispositivo de teste adequado para evitar danos acidentais no hardware provocados por ESD. Recomendamos que
teste a pulseira antiestética e o fio de ligag&do, no minimo, uma vez por semana.
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Tabela 20. Pulseiras antiestaticas

Pulseira antiestatica e fio de ligacédo Pulseira ESD sem fios (Inaceitavel)

Dispositivo de teste da pulseira antiestatica contra ESD

Os fios no interior de uma pulseira antiestatica sdo propicios a danificarem-se com o tempo. Quando utilizar um kit ndo monitorizado, é
recomendéavel que efetue regularmente um teste a pulseira antes de cada servico e, no minimo, um teste por semana. Um dispositivo de
teste para pulseiras antiestaticas € o melhor método utilizado para este teste. Se ndo tiver o seu proprio dispositivo de teste, contacte a
sua sede regional para saber se podem disponibilizar um dispositivo. Para realizar este teste, ligue o fio de ligagdo da pulseira antiestatica
ao dispositivo de teste, enquanto este estiver preso ao seu pulso, e prima o botéo de teste. Se o teste for positivo, é aceso um LED verde;
se o teste for negativo, é aceso um LED vermelho e é emitido um alarme.

Figural2. Dispositivo de teste da pulseira antiestatica

Elementos isoladores

E fundamental manter os dispositivos sensiveis a ESD, como as caixas de plastico dos dissipadores de calor, afastados das pegas internas
que s&o isoladoras e que est&o, muitas vezes, fortemente carregados de eletricidade.
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Tabela 21. Colocacédo dos elementos isoladores

Inaceitavel - DIMM deitado numa peca isoladora (cobertura | Aceitavel - DIMM separado da peca isoladora
do dissipador de calor de plastico)

Considere o ambiente de trabalho

Antes de implementar o kit de servigo no campo de ESD, avalie a situagdo no local do cliente. Por exemplo, a implementag&do do kit num
ambiente de servidor é diferente da implementagdo num ambiente de desktop ou computador portétil. Os servidores s&o normalmente
instalados num rack de um centro de dados; os desktops ou computadores portateis s&do normalmente colocados em secretarias ou
cubiculos de escritorio.

Procure sempre uma area de trabalho plana e aberta, totalmente desimpedida e suficientemente espacosa para implementar o kit de ESD,
aproveitando um espaco adicional para acomodar o tipo de sistema que esté a ser reparado. A érea de trabalho também ndo deve ter
quaisquer isoladores que possam provocar a ocorréncia de ESD. Na area de trabalho, os isoladores como o poliestireno expandido e outros
plasticos devem estar sempre a uma distancia de, pelo menos, 12 polegadas ou 30 centimetros das pegas sensiveis antes de manusear
fisicamente quaisquer componentes de hardware.

Embalagem protegida contra ESD

Todos os dispositivos sensiveis a ESD devem ser enviados e recebidos numa embalagem antiestatica. Recomendamos o uso de sacos
metalicos e antiestaticos. No entanto, deve sempre devolver a peca danificada dentro do mesmo saco € embalagem antiestatica em que a
peca foi enviada. O saco antiestatico deve ser dobrado e fechado com fita e todo o material de espuma da embalagem deve ser usado na
caixa original em que a peca foi enviada.

Os dispositivos sensiveis a ESD s6 devem ser removidos numa superficie de trabalho protegida contra ESD e as pegas nunca devem ser
colocadas no topo do saco antiestéatico porque apenas o interior do saco oferece prote¢éo. Coloque sempre as pecas na sua mao, no
tapete antiestatico, no sistema ou no interior do saco antiestatico.
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Figura13. Embalagem protegida contra ESD

Transporte de componentes sensiveis

Quando transportar componentes sensiveis a ESD, tais como pegas de substituicdo ou pegas que serdo devolvidas a Dell, € fundamental
colocar estas pegas em sacos antiestaticos para um transporte mais seguro.

Resumo sobre a protecao contra ESD

Recomendamos vivamente que todos os engenheiros de servico no campo utilizem sempre a pulseira antiestatica com fios convencional
com ligag&o a terra e o tapete antiestatico de protecado quando efetuarem uma intervenc¢éo nos produtos Dell. Para além disso, é
fundamental que 0s engenheiros mantenham as pegas sensiveis afastadas de todas as pegas isoladoras durante a intervencgéo e €
fundamental que usem sacos antiestaticos para transporte dos componentes sensiveis.

Equipamento de elevacao

@ NOTA: Nao levante mais de 50 libras. Obtenha sempre assisténcia de outra pessoa ou pessoas, ou utilize um dispositivo de elevagao
mecanica.

Siga as orientagdes a seguir ao levantar o equipamento:

1. Tenha uma base firme e equilibrada. Mantenha os seus pés afastados para conseguir uma base estavel e aponte os dedos dos pés para
fora.

Dobre os joelhos. N&o se dobre pela cintura.

Aperte os musculos abdominais. Os musculos abdominais sustentam a coluna quando se levanta, compensando a forga da carga.
Levante com as pernas e ndo as costas.

Mantenha a carga proxima de si. Quanto mais préxima estiver da sua coluna, menos forga seré exercida sobre as costas.

Mantenha as costas retas quando levantar ou baixar a carga. N&o adicione o peso do seu corpo a carga. Evite torcer o corpo € as
costas.

SIS PN
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7. Siga as mesmas técnicas em sentido contrario para baixar a carga.

Apos efectuar qualquer procedimento no interior do computador

Uma vez concluido qualguer procedimento de reposi¢cdo de componentes, certifique-se de que liga dispositivos externos, placas e cabos
antes de ligar o computador.

Para evitar danos no computador, utilize apenas a bateria concebida para este computador Dell. Nao utilize
baterias concebidas para outros computadores Dell.

1. Ligue todos os dispositivos externos, tais como um replicador de portas ou uma base de multimédia, e volte a colocar todas as placas,
como por exemplo, uma ExpressCard.

2. Ligue todos os cabos de telefone ou de rede ao computador.

Para ligar um cabo de rede, ligue em primeiro lugar o cabo ao dispositivo de rede e, em seguida, ligue-o ao
computador.

3. Ligue o computador e todos os dispositivos anexados as respectivas tomadas eléctricas.
4, Ligue o computador.

Ferramentas recomendadas

Os procedimentos descritos neste documento requerem as seguintes ferramentas:
e Chave de parafusos Phillips n.2 O

Chave de parafusos Phillips n.2 1

Instrumento de plastico pontiagudo

Chave de caixa de 5,5 mm

Duas pingas

®| NOTA: A chave de parafusos n.2 O destina-se aos parafusos 0-1 e a chave de parafusos n.2 1 destina-se aos parafusos 2-4.

Caneta

Retirar a caneta

1. Pressione o trinco [1] e abra a porta de E/S direita [2].
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2. Retire a caneta do encaixe.

Instalar a caneta

1. Insira a caneta no encaixe.
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2. Feche a porta de E/S [1] e pressione a porta até encaixar [2].

Cartao SIM

Retirar o cartiao SIM

1. Retire o cartdo SIM do encaixe na placa de sistema.
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2. Feche a porta de E/S direita.
3. Siga o procedimento indicado em Apds efetuar qualquer procedimento no interior do computador.

Instalar o cartiao SIM

1. Siga o procedimento indicado em Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador.
2. Abra a porta direita da E/S.
3. Insira o cartdo SIM no encaixe da placa de sistema.

56 Retirar e instalar componentes



Cartao de memoria

Instalar o cartao de memoria

1. Abra a porta direita da E/S.
2. Insira os médulos de meméria no encaixe na placa de sistema.

Remover o cartao de memoria

1. Retire o cartdo de memoria do encaixe na placa de sistema.
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2. Feche a porta direita da E/S.

Suporte

Retirar o suporte

@l NOTA: O parafuso da pega faz parte do conjunto da pega e ndo pode ser encomendado em separado.

1. Siga o procedimento indicado em Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador.

2. A AVISO: A localizacio dos seguintes parafusos em resina de epoxi necessitam de atencéo especial. E dificil remover
estes parafusos e podem ficar danificados durante o processo de remocéao. Para evitar danos nos parafusos e nos
plasticos circundantes, utilize a chave de parafusos correta para cada tipo de parafuso .

Retire os dois parafusos em resina de epoxi M3.5*7 [1] que fixam a pega ao computador.
3. Separe 0 a pega do computador [2].
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Instalar o suporte

@l NOTA: O parafuso da pega faz parte do conjunto da pega e ndo pode ser encomendado em separado.

1. Instale o suporte no computador [1].
2. Aperte os dois parafusos em resina de epdxi M3.5*7 [2] que fixam a pega ao computador.

3. Siga o procedimento indicado em Apds efetuar qualquer procedimento no interior do computador.
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Portas com trinco

Remover as portas com trinco

1. Siga o procedimento indicado em Antes de trabalhar no interior do computador.

2. Abraaportade E/S.
3. Retire os parafusos [1] que fixam as dobradi¢as da porta ao computador e levante a porta de E/S [2], retirando-a do computador.

Instalar as portas com trinco

1. Instale a porta no computador [1].
2. Instale os parafusos que fixam as dobradigas da porta ao computador [2].
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3. Bloqueie a porta de E/S.
4. Siga o procedimento indicado em Apds efetuar qualquer procedimento no interior do computador.

@l NOTA: Dependendo da sua localizag&o, cada porta pode ter um, dois ou trés parafusos.

Bateria

Remover a bateria

1. @ NOTA: Este computador portatil suporta duas baterias preparadas para troca dindmica (priméria e opcional), e ambas seguem o
mesmo procedimento de instalagdo e remocao.

Siga o procedimento indicado em Antes de trabalhar no interior do computador.
2. Desblogueie a bateria [1] e deslize o trinco ao longo do entalhe para desengatar o mecanismo de blogueio.
3. Pressione o ponto de recesso [2] e deslize a bateria para a frente [3] para retira-la do computador.

Retirar e instalar componentes

61



Instalar as baterias

1. Deslize a bateria no respetivo compartimento para alinhar os contactos da bateria [1] com o que estad no computador.
2. Pressione a extremidade da bateria [2] para acionar o mecanismo do trinco e bloquear a bateria [3].

3. Siga o procedimento indicado em Apds efetuar qualquer procedimento no interior do computador.

@ NOTA: Este computador portatil suporta duas baterias preparadas para troca dindmica (primaria e opcional), e ambas seguem o
mesmo procedimento de instalagdo e remogao.
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Suporte da SSD principal

Retirar a portadora da SSD principal

1. Siga o procedimento indicado em Antes de trabalhar no interior do computador.
A tentativa de recuperar a portadora da SSD principal de um computador operacional pode causar a falha no
sistema operativo e a potencial perda de dados.

2. Retire as: baterias.
3. Pressione o trinco [1] e abra a porta de E/S direita [2].

4. Solte a portadora da SSD deslizando o trinco azul de libertagdo da unidade de disco rigido [1] para a direita.
B. Deslize a portadora da SSD para fora do computador utilizando a patilha azul [2].
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Instalar o suporte da SSD principal

1. Insira o suporte da SSD principal no computador.
2. Empurre o suporte para dentro do encaixe até que a aba azul encaixe .

3. Feche a porta de E/S direita [1] e pressione a porta até que o trinco [2] encaixe na posi¢éo de blogueio.
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4. Instale as: Baterias
5. Siga o procedimento indicado em Apés efetuar qualquer procedimento no interior do computador.

SSD

Retirar a SSD do suporte

1. Siga o procedimento indicado em Antes de trabalhar no interior do computador.
2. Remover:
a. Baterias.
b. SSD(principal ).
3. Retire os dois parafusos M2*5 [1] e vire o suporte da SSD [2] ao contrério.
4. Retire o Unico parafuso M2*5 [3] e separe a tampa do suporte da SSD [4].

|
2 >

B

5. Separe a SSD e o interposer [1] da bandeja de suporte da SSD.

6. Vire o conjunto [2] ao contrério e desligue a SSD do elemento de interposigéo [3].
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Instalar a SSD na portadora

1. Ligue a SSD ao interposer [1], vire ao contrério [2].
2. Instale a SSD com o interposer na bandeja da portadora da SSD pré-montada com a nova almofada térmica [3].

=

3. Instale a tampa [1] na portadora da SSD e instale o Unico parafuso M2*5 [2].
4. Vire a portadora da SSD [3] e aperte os dois parafusos M2*5 [4] que prendem a tampa a portadora da SSD.

B. Instalar:
a. SSD(principal ).
b. Baterias
6. Siga o procedimento indicado em Apds efetuar qualquer procedimento no interior do computador.

Tampa inferior do chassis

Retirar a tampa do chassis inferior

1. Siga o procedimento indicado em Antes de trabalhar no interior do computador.
2. Remover:
a. Baterias.
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3. Abra a porta de E/S esquerda e posterior [1] e desaperte os dois parafusos M2.5*6 [2] no espago de E/S posterior.

4. Retire os 17 parafusos M2.5*5 na tampa inferior do chassis [1] e retire-a [2] do computador.

Instalar a Tampa inferior do chassis

1. Instale a tampa inferior do chassis sobre a base inferior [1] do computador.
2. Instale os 17 parafusos M2.5*5 na tampa inferior do chassis.
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3. Aperte os dois parafusos M2.5*6 [1] no espaco de E/S posterior e feche as portas posterior e esquerda da E/S [2].

4. Instalar:
a. Baterias
B. Siga o procedimento indicado em Apos efetuar qualquer procedimento no interior do computador.
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Teclado

Remover o teclado

1. Siga o procedimento indicado em Antes de trabalhar no interior do computador.
2. Retire as: Baterias.
3. Retire os seis parafusos M2.5*5 no teclado [1] e pressione a extremidade inferior do teclado [2].

B. Retire os quatro parafusos M2*3 [1] na tampa do teclado e retire-a do computador [2].
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6. Retire a fita do teclado e o FPC retroiluminado [1] e desligue-o da placa de sistema [2].

@l NOTA: As pingas podem ser necessarias para aceder aos conectores do FPC retroiluminado e do teclado na placa de sistema.

7. Separe o teclado do sistema [3].

Instalar o teclado

1. Instale o teclado [1] e ligue o teclado e o FPC com retroiluminagdo a placa de sistema [2].
2. Proteja as ligagdes FPC do teclado com retroiluminagdo com uma fita de isolamento [3].
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3. Instale a tampa do teclado [1] e aperte os quatro parafusos M2*3 [2] para fixa-lo ao chassis.

4. Vire o teclado [3] ao contrério no chassis [3].

B. Deslize o teclado na direg&o do LCD [1] para alinha-lo nos orificios dos parafusos [2].
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6.

7. Siga o procedimento indicado em Apos efetuar qualquer procedimento no interior do computador.

placa WWAN

Remocéao da placa WWAN

1. Siga o procedimento indicado em Antes de trabalhar no interior do computador.
2. Remover:

a. Baterias
b. Tampa inferior do chassis

3. Retire o Unico parafuso M2#*3 [1], retire o suporte de metal [2] na placa WWAN.
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4. Desligue os cabos da antena [3] e retire a placa WWAN [4] do encaixe M.2 na placa de sistema.

Instalar a placa WWAN

1. Instale a placa WWAN no encaixe M.2 [1] na placa de sistema e ligue os cabos das antenas [2].
2. Fixe a placa WWAN com o suporte de metal [3] e aperte o parafuso M2.3 [4] que fixa a placa WWAN a placa de sistema.

3. Instalar:
a. Tampa inferior do chassis
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b. Baterias
4. Siga o procedimento indicado em Apds efetuar qualquer procedimento no interior do computador.

Placa WLAN

Retirar a placa WLAN

1. Siga o procedimento indicado em Antes de trabalhar no interior do computador.
2. Remover:
a. Baterias
b. Tampa inferior do chassis
3. Retire o Unico parafuso M2*3 [1] e retire o suporte de metal [2] na placa WLAN.
4. Desligue os cabos da antena [3] e retire a placa WLAN do encaixe M.2 [4] na placa de sistema.

Instalar a placa WLAN

1. Instale a placa WLAN no encaixe M.2 [1] na placa de sistema e ligue os cabos das antenas [2].
2. Cologue o suporte de metal na placa WLAN [3] e fixe-o com o parafuso M2*3 [4].
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3. Instalar:

a. Baterias
b. Tampa inferior do chassis
4. Siga o procedimento indicado em Apds efetuar qualquer procedimento no interior do computador.

GPS (Global Positioning System)

Remover o médulo GPS

1. Siga o procedimento indicado em Antes de trabalhar no interior do computador.
2. Remover:

a. Baterias
b. Tampa inferior do chassis
c. Placade E/S traseira

3. Retire os cabos auxiliares [1] da WLAN e WWAN e desligue o cabo da antena [2] no médulo GPS.
4. Retire os cabos da antena principal [3] e desaperte o Unico parafuso M2.5*5 [4] para separar o suporte de RF [5] da placa de sistema.
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B. Retire a fita indutiva do conector GPS FPC [1] e desligue o conector GPS FPC [2] do médulo GPS.
6. Retire os dois parafusos M2.5*5 [3] e separe o médulo GPS [4] da placa de sistema.

Instalar o moédulo GPS

1. Alinhe e coloque o mddulo GPS na placa de sistema e aperte os dois parafusos M2.5*5 no médulo GPS [2].
2. Ligue o o FPC GPS (primeiro o lado da placa de sistema) [3] e fixe-o com um pedaco de fita [4].
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3. Instale o suporte de RF [1] na placa de sistema e fixe-a com o Unico parafuso M2.5*5 [2].
4. Encaminhe os cabos auxiliares para as placas WLAN e WWAN através do suporte de RF [3].

B. Ligue o cabo da antena [4] ao mddulo GPS e encaminhe os cabos da antena principal [5] através do suporte de RF.

6. Instalar:
a. Placa de E/S traseira
b. Tampa inferior do chassis
C. Baterias
7. Siga o procedimento indicado em Apds efetuar qualquer procedimento no interior do computador.
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Modulos de memoria

Retirar a memoria

1. Siga o procedimento indicado em Antes de trabalhar no interior do computador.
2. Remover:

a. Baterias

b. Tampa inferior do chassis

3. Puxe os grampos que fixam o mddulo de memodria [1] até que o encaixe desengate e retire 0 médulo de memaria do encaixe de
memoria [2] na placa de sistema.

Instalar a memoria

1. Alinhe e insira 0 médulo de meméria ao longo do entalhe chaveado [1] num &ngulo agudo e pressione o médulo de memaria [2] até
prender 0s grampos.
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2. Instalar:

a. Baterias
b. Tampa inferior do chassis
3. Siga o procedimento indicado em Apds efetuar qualquer procedimento no interior do computador.

Bateria de célula tipo moeda

Remover a bateria de célula tipo moeda

1. Siga o procedimento indicado em Antes de trabalhar no interior do computador.
2. Remover:

a. Tampa inferior do chassis
b. Baterias

3. @ NOTA: Retirar ou desligar a bateria de célula tipo moeda pode repor a Placa de sistema/BIOS/data e hora do sistema para as
predefinicdes de fabrica ou, ent&o, ativar o Bit Locker ou outros dispositivos de protocolo de seguranga semelhantes.

Desligue o conector de célula tipo moeda da placa de sistema [1] e retire-o do sistema [2].
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Instalar a célula tipo moeda

1. Instale a célula tipo moeda [1] e ligue o conector de célula tipo moeda a placa de sistema [2].

2. Instalar:
a. Tampa inferior do chassis
b. Baterias
3. Siga o procedimento indicado em Apds efetuar qualquer procedimento no interior do computador.
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Conjunto da ventoinha do dissipador de calor do PCle

Retirar o conjunto da ventoinha do dissipador de calor do PCle

1. Siga o procedimento indicado em Antes de trabalhar no interior do computador.
2. Remover:

a. Baterias
b. Tampa inferior do chassis
3. Desligue o cabo da ventoinha [1], desaperte os quatro parafusos M2*3 da caixa da ventoinha [2].

4. Desaperte os sete parafusos M2.5*5 [1] do tubo do dissipador de calor e retire o conjunto do dissipador de calor do PCle do
computador [2].

5. Retire os quatro parafusos M2*3 [1] para separar o dissipador de calor da ventoinha [2].
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Instalar o conjunto da ventoinha do dissipador de calor do PCle

1. Volte a colocar a ventoinha no conjunto do dissipador de calor [1] e fixe-a utilizando quatro parafusos M2*3 [2].
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2. Instale o conjunto do dissipador de calor do PCle [1] no computador e instale os sete parafusos M2.5*5 no tubo do dissipador de calor
[2].

3. Aperte os trés parafusos M2*3 na caixa da ventoinha [1] e ligue o cabo da ventoinha [2].
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4. Instalar:
a. Tampa inferior do chassis
b. Baterias
5. Siga o procedimento indicado em Apds efetuar qualquer procedimento no interior do computador.

Trilho da SSD principal

Retirar o trilho da SSD principal

1. Siga o procedimento indicado em Antes de trabalhar no interior do computador.
2. Remover:

a. Baterias

b. SSD

c. Tampa inferior do chassis

d. Conjunto do dissipador de calor do PCle

3. Retire a fita indutiva do conector da SSD FPC [1] na placa de sistema e desligue-a [2].
4. Retire os 4 parafusos M2*3 [3] do computador [4].
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Instalar o trilho da SSD principal

1. Instale o trilho da SSD principal na placa de sistema [1] e ligue o conector da SSD FPC a placa de sistema [2].
2. Prenda a ligagdo do FPC com um pedago de fita [3] e instale os quatro parafusos M2*3 [4] fixando-os a placa de sistema.

3. Instalar:

a.
b.
c.
d.

Conjunto da ventoinha do dissipador de calor do PCle
Tampa inferior do chassis

SSD

Baterias

4. Siga o procedimento indicado em Apds efetuar qualquer procedimento no interior do computador.
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Conjunto da porta de ancoragem

Retirar o conjunto da porta de ancoragem

1. Siga o procedimento indicado em Antes de trabalhar no interior do computador.
2. Remover:

a. Baterias
b. Tampa inferior do chassis
¢. Conjunto do dissipador de calor do PCle

3. Retire a fita que fixa o FPC de ancoragem [1] e desligue o respetivo FPC [2].

4. Desligue os cabos das antenas dos conectores de passagem RF [1] e retire os cabos das antenas [2] dos canais de encaminhamento
no conjunto de ancoragem.
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B. Retire os dois parafusos M2.5*5 [1] e separe o conjunto da placa de ancoragem do chassis [2].

Instalar o conjunto da porta de ancoragem

1. Instale o conjunto da porta de ancoragem [1] e instale os dois parafusos M2.5*5 [2] fixando-0s a placa de sistema.

2. Ligue o FPC de ancoragem [1] e fixe-o com um pedago de fita [2].

Retirar e instalar componentes 87



3. Fixe os cabos da antena ao longo dos canais de encaminhamento [1] e ligue os cabos da antena aos conectores de transmisséo RF [2].

4. Instalar:
a. Conjunto do dissipador de calor do PCle
b. Baterias
c. Tampa inferior do chassis
B. Siga o procedimento indicado em Apos efetuar qualquer procedimento no interior do computador.

88 Retirar e instalar componentes



Conjunto do dissipador de calor

Remover o conjunto do dissipador de calor

1. Siga o procedimento indicado em Antes de trabalhar no interior do computador.
2. Remover:

Baterias

Tampa inferior do chassis

placa WLAN

Placa WWAN

Conjunto da ventoinha do dissipador de calor do PCle

Conjunto da porta de ancoragem

~@o o0 0To

3. @ NOTA: Dependendo dos detalhes da configuragdo encomendada, o sistema pode estar equipado com um conjunto de dissipador

de calor.

dissipador de calor DSC

Retire os cabos da antena das abas do tubo do dissipador de calor.

Conjunto do
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4. Retire os cinco parafusos M2.5*5 [1] e os dois parafusos M1.6*5 [2] do médulo térmico.
B. Levante o conjunto do dissipador de calor, retirando-o do computador [3].

@l NOTA: As bases discretas e UMA tém diferentes tipos de conjunto do dissipador de calor.

Instalar o conjunto do dissipador de calor

1. Instale o conjunto do dissipador de calor [1] no computador e aperte os dois parafusos integrados M1.6*5 [2] junto da CPU.
2. Instale os cinco parafusos integrados M2.5*5 [3] no médulo térmico que o fixam a placa de sistema.
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3. Encaminhe os cabos das antenas ao longo do canal de encaminhamento no tubo do dissipador de calor.

4. Instalar:
a. Conjunto da porta de ancoragem

b. Conjunto do dissipador de calor do PCle
c. Placa WWAN

d. placa WLAN

e. Tampa inferior do chassis

f. Baterias

5. Siga o procedimento indicado em Apos efetuar qualquer procedimento no interior do computador.
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Placa traseira de entrada/saida

Remover a placa de E/S posterior

1. Siga o procedimento indicado em Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador.

@ NOTA: Deve ser utilizada uma chave de caixa de 5 mm para retirar/instalar os parafusos de cabega localizados no espaco de E/S
posterior.

2. Retirar:

Baterias

Placa WLAN

Placa WWAN

Conjunto da ventoinha do dissipador de calor do PCle
Conjunto da porta de acoplamento

Tampa inferior do chassis

~o Qo000

A localizacio dos seguintes parafusos em resina de ep6xi necessitam de atencio especial. E dificil remover
estes parafusos e podem ocorrer danos durante o processo de remocao. Para evitar danos nos parafusos e nos
plasticos circundantes, utilize a chave de parafusos correta para cada tipo de parafuso.

3. Desaperte os dois parafusos de cabega em resina de epdxi na porta de série no espago de E/S posterior [1].
4. Retire a fita indutiva do conector FPC da placa de E/S [2] e desligue-a [3] da placa de sistema.

5. Desaperte os trés parafusos M2.5*5 [1] e levante a placa de E/S, retirando-a do sistema [2].
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Instalar a placa de E/S posterior

1. Instale a placa de E/S posterior na placa de sistema e deslize a porta de série pela placa frontal [1].
2. Fixe a placa de E/S com trés parafusos M2.5*5 [2].

3. Aperte os dois parafusos de cabega em resina de epdxi na porta de série [1] no espago de E/S posterior.
4. Ligue o FPC da placa de E/S [2] a placa de sistema e depois a prépria placa de E/S [3], e fixe-a com um pedaco de fita [3].
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5. Instalar:

a. Conjunto da porta de acoplamento
b. Conjunto da ventoinha do dissipador de calor do PCle
c. Placa WWAN

d. Placa WLAN

e. Tampa inferior do chassis

f. Baterias

6. Siga o procedimento indicado em Apds efetuar qualquer procedimento no interior do computador.

Tampas da dobradica

Remover as tampas da dobradica

1. Siga o procedimento indicado em Antes de trabalhar no interior do computador.
2. Remover:

a. Baterias
b. Tampa inferior do chassis
¢. Dissipador de calor
3. Retire os dois M2.5*%5 em ambos os lados [1] e levante para retirar os suportes [2] do computador.
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4. Pressione o trinco [1] e abra a tampa do LCD [2].

5. Segure a tampa do LCD num angulo obtuso e empurre as tampas da dobradi¢a da extremidade traseira para retira-la do computador.
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Instalar as tampas da dobradica

1. Pressione o trinco [1] e abra a tampa do LCD [2].

2. Mantenha a tampa do LCD aberta num angulo obtuso e insira as tampas da dobradica da frente até encaixar no lugar.
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3. Coloque os suportes [1] e fixe-os com dois M2.5*5 em ambos os lados [2].

4. Instalar:
a. Dissipador de calor
b. Tampa inferior do chassis
c. Baterias
B. Siga o procedimento indicado em Apos efetuar qualquer procedimento no interior do computador.
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Conjunto do ecra

Retirar o Conjunto do ecra

1. Siga o procedimento indicado em Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador.
2. Retirar:

a.

T@-0oao0oCT

Baterias

Tampa inferior do chassis

Conjunto do dissipador de calor do PCle
Conjunto da porta de acoplamento
Placa WLAN

Placa WWAN

Modulo GPS

Conjunto do dissipador de calor
Tampas da dobradica

3. Retire os dois parafusos M2*3 [1] no suporte EDP e vire-o ao contrario [2].

4.

A localizacdo dos seguintes parafusos em resina de ep6xi necessitam de atencéo especial. E dificil remover
estes parafusos e podem ocorrer danos durante o processo de remocéao. Para evitar danos nos parafusos e nos
plasticos circundantes, utilize a chave de parafusos correta para cada tipo de parafuso.

Puxe e desligue o cabo EDP da placa de sistema [3] e retire os dois parafusos “M2*3” [4] em resina de epoxi que fixam as dobradicas
ao conjunto da base [5].

5. Abra a tampa do LCD.
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6. A AVISO: A localizacdo dos seguintes parafusos em resina de ep6xi necessitam de atencéo especial. E dificil remover
estes parafusos e podem ocorrer danos durante o processo de remocéo. Para evitar danos nos parafusos e nos
plasticos circundantes, utilize a chave de parafusos correta para cada tipo de parafuso.

Desaperte os dois parafusos em resina de epoxi nas dobradigas [1] e os para separar o conjunto do LCD do computador [2].
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Instalar o Conjunto do Ecra

1. Instale o conjunto do ecrd ao longo das dobradigas num angulo obtuso [1] e instale os dois parafusos em resina de epdxi no lado
esquerdo [2] e direito [3].
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2. Instale os dois parafusos em resina de epdxi “M2*3” que fixam as dobradigas ao conjunto da base [1] e volte a colocar os cabos das
antenas [2].

3. Ligue o cabo EDP [3] a placa de sistema e cologque o suporte EDP sobre o cabo [4].
4. Instale os dois parafusos M2*3 [5] e fixe o suporte EDP a placa de sistema.

5. Instalar:
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Tampas da dobradica

Dissipador de calor

Placa GPS

Placa WLAN

Placa WWAN

Conjunto do dissipador de calor do PCle
Conjunto da porta de acoplamento
Tampa inferior do chassis

i. Baterias

T@ o0 oo

6. Siga o procedimento indicado em Apos efetuar qualquer procedimento no interior do computador.

Moldura do LCD e conjunto da tampa traseira

Retirar o LCD com moldura e o conjunto da tampa posterior do ecra

1. Siga o procedimento indicado em Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador.
2. Retirar:

Baterias

Tampa inferior do chassis

Placa WLAN

Placa WWAN

Conjunto do dissipador de calor do PCle
Conjunto da porta de acoplamento
Dissipador de calor

Tampas da dobradica

Conjunto do ecra

" TQ@ 0 Q0o

3. Desaperte os 12 parafusos M2.5 da tampa posterior.
®

4. A localizacéo dos seguintes parafusos em resina de epéxi necessitam de atenco especial. E dificil remover
estes parafusos e podem ocorrer danos durante o processo de remocao. Para evitar danos nos parafusos e nos
plasticos circundantes, utilize a chave de parafusos correta para cada tipo de parafuso.

Retire os quatro parafusos em epdxi M2.5 que fixam a moldura a tampa posterior [1] e force a extremidade inferior para separar os dois
subconjuntos [2].
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B. Retire a fita nas ligagdes do LCD [1] e abra o conector [2] para desligar o cabo EDP [3] do LCD.
6. Retire a fita refletora [4] no painel LCD e o conector tatil [5] e retire o cabo da placa [6].

Instalar o LCD com a moldura e o conjunto da tampa posterior do ecra

1. Volte a ligar o cabo EDP [1] no conector do LCD e feche o acionador [2].
2. Fixe o conector com um pedaco de fita [3] e cole a fita refletora no painel do ecré [4].
3. Ligue o cabo do controlador tétil [5] e utilize fita isolante no conector [6].
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4. Alinhe e cologue a moldura na tampa posterior [1] e fixe-a com os quatro parafusos em epoxi M2.5 [2].
L

B. Instale os 12 parafusos M2.5 para fixar a tampa posterior no LCD com o conjunto da moldura.
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6. Instalar:

o

“T@ e Qa00T

Conjunto do ecra.

Tampas da dobradica

Dissipador de calor

Conjunto do dissipador de calor do PCle
Conjunto da porta de acoplamento
Placa WWAN

Placa WLAN

Tampa inferior do chassis

Baterias

7. Siga o procedimento indicado em Apos efetuar qualquer procedimento no interior do computador.

Microfone

Remover o microfone

1. Siga o procedimento indicado em Antes de trabalhar no interior do computador.

2. Remover:

o

X T SQ o000

Baterias

Tampa inferior do chassis

Memoria

placa WLAN

Placa WWAN

Conjunto do dissipador de calor do PCle
Conjunto da porta de ancoragem
Dissipador de calor

Tampas da dobradica

Conjunto do ecra.

Moldura do LCD e conjunto da tampa posterior.

contréario.

Retire a fita que fixa a placa secundaria do microfone [1] e retire os dois parafusos M2*3 [2] para virar a placa secundéria [3] ao
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Instalar o microfone

1. Ligue o cabo EDP a placa secundaria do microfone [1] e fixe-o com um pedaco de fita [2].
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2. Vire a placa secundaria do microfone ao contréario na tampa posterior [1] e aperte os dois parafusos M2*3 [2].

3. Fixe a placa secundaria do microfone com um pedago de fita refletora em ambos os lados [3] na tampa posterior do LCD.

4, Instalar:

o

T TQ e a0 0T

LCD com conjunto da moldura.
Conjunto do ecra.

Tampas da dobradica

Dissipador de calor

Conjunto do dissipador de calor do PCle
Conjunto da porta de ancoragem

Placa WWAN

placa WLAN

Tampa inferior do chassis

Baterias
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B. Siga o procedimento indicado em Apos efetuar qualquer procedimento no interior do computador.

Camara

Retirar a camara

1. Siga o procedimento indicado em Antes de trabalhar no interior do computador.
2. Remover:

Baterias

Tampa inferior do chassis

Memoria

placa WLAN

Placa WWAN

Conjunto do dissipador de calor do PCle
Conjunto da porta de ancoragem

Dissipador de calor

Tampas da dobradica

Conjunto do ecra.

Moldura do LCD e conjunto da tampa posterior.

o

XT T SQ o000

3. Retire a fita refletora [1] no mddulo da cdmara e a fita isolante que fixa o cabo EDP [2] ao médulo da cdmara.
4. Desligue o cabo EDP do médulo da cdmara [3] e retire os dois parafusos M2*3 [4].
B. Levante e retire o médulo da cdmara da tampa posterior [5] para retira-lo do computador.

AN AN

Nao toque na lente da camara fundida ao LCD com o conjunto da moldura.

Instalar a camara

1. Instale o médulo da cadmara [1] na tampa traseira e instale os dois M2*3. parafusos [2]
2. Ligue o cabo EDP ao médulo da cdmara [3] e insira um pedago de fita isolante [4] nos conectores EDP.
3. Fixe o mddulo da cdmara na tampa traseira com um pedago de fita refletiva [5].
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4, Instalar:

o

LCD com conjunto da moldura
Conjunto do ecra.

Tampas da dobradica

Dissipador de calor

Conjunto do dissipador de calor do PCle
Conjunto da porta de ancoragem

Placa WWAN

placa WLAN

Tampa inferior do chassis

j. Baterias

5. Siga o procedimento indicado em Apds efetuar qualquer procedimento no interior do computador.

—T@ e Q0T

Compartimento da bateria

Retirar o compartimento da bateria

1. Siga o procedimento indicado em Antes de trabalhar no interior do computador.
2. Remover:
a. Baterias
b. Tampa inferior do chassis
¢. Conjunto do dissipador de calor do PCle
3. Retire o cabo com muito cuidado, pois o espaco muito confinado onde se encontra podera causar facilmente
a sua compressao ou dobragem e danificar o mesmo.

Desligue as ligagcdes das baterias da placa de sistema.
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4. Retire os cinco parafusos M2.5*5 [1] e nove parafusos M2.5*3 [2] que fixam o compartimento da bateria ao chassis e levante o
compartimento da bateria [3] para separa-la do computador.

Instalar o compartimento da bateria

1. Instale o compartimento da bateria [1] no computador e aperte os cinco parafusos M2.5*5 [2] e nove parafusos M2.5*3 [3] para o
fixar ao chassis.
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2. Ligue os cabos da bateria a placa de sistema.

3. Instalar:

a. Conjunto do dissipador de calor do PCle
b. Baterias
c. Tampa inferior do chassis

4. Siga o procedimento indicado em Apds efetuar qualquer procedimento no interior do computador.

Placa de E/S esquerda

Retirar a placa secundaria de E/S esquerda

1. Siga o procedimento indicado em Antes de trabalhar no interior do computador.
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2. Remover:
a. Baterias
b. Tampa inferior do chassis
¢. Conjunto da ventoinha do dissipador de calor do PCle
d. Compartimento da bateria

3. Retire a fita [1], desligue o conector FPC da placa secundéria de E/S esquerda [2] da placa de sistema.
4. Desligue o cabo do altifalante da placa secundaria de E/S esquerda [3].

Instalar a placa de E/S esquerda

1. Instale a placa secundéria de E/S esquerda [1] e fixe-a com os dois parafusos M2*3 [2] ao computador.
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2. Ligue o FPC a placa de sistema [1] e fixe-o com um pedago de fita isolante [2].
3. Ligue o cabo do altifalante a placa secundéria de E/S esquerda [3].

4. Instalar:

a. Compartimento da bateria

b. Conjunto da ventoinha do dissipador de calor do PCle
c. Tampa inferior do chassis

d. Baterias

5. Siga o procedimento indicado em Apds efetuar qualquer procedimento no interior do computador.
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Smart Card

Retirar o leitor do Smart Card

1. Siga o procedimento indicado em Antes de trabalhar no interior do computador.
2. Remover:

a. Baterias

b. Tampa inferior do chassis

¢. Conjunto do dissipador de calor do PCle

d. Compartimento da bateria

3. Retire a fita do conector do leitor de smart card [1] e desligue-o [2] da placa USH.
4. Retire a fita do conector do leitor de impressdes digitais [3] e desligue-o da placa USH [4].

B. Retire os dois parafusos M2*3 [1] que fixam a placa USH a base inferior e vire-a ao contrario [2].
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7. Desaperte os quatro parafusos M2*3 [1] e retire o leitor de smart card [2] do computador.
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Instalar o leitor de Smart Card

1. Insira o leitor de smart card na placa frontal de E/S [1] e instale os quatro parafusos M2*3 para fixa-los ao chassis inferior [2].

2. Ligue o FPC do Smart Card na parte inferior da placa USH [1] e fixe-o com um pedago de fita [2].
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3. Instale os dois parafusos M2*3 [1] e vire a placa USH ao contrario para fixa-la ao chassis [2].

4. Ligue o conector do leitor de impressdes digitais [1] e fixe-o com um pedago de fita [2].
B. Ligue o conector do leitor de smart card [3] a placa USH e fixe-o com um pedago de fita [4].
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6. Instalar:

a. Compartimento da bateria
b. Conjunto do dissipador de calor do PCle
¢. Tampa inferior do chassis
d. Baterias
7. Siga o procedimento indicado em Apos efetuar qualquer procedimento no interior do computador.

Altifalante

Remover o altifalante

1. Siga o procedimento indicado em Antes de trabalhar no interior do computador.
2. Remover:

Baterias

Tampa inferior do chassis

Conjunto do dissipador de calor do PCle

Placa secundéria de E/S esquerda

Compartimento da bateria

8. Retire os dois parafusos M2.5*7 [1] e retire o altifalante do computador [2].

a0 oo
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Instalar o altifalante

1. Alinhe e coloque os altifalantes [1] no computador e instale os dois parafusos M2.5*7 para fixar o altifalante a base [2].

2. Instalar:
a. Compartimento da bateria
b. Placa secundaria de E/S esquerda
¢. Conjunto do dissipador de calor do PCle
d. Conjunto da porta de ancoragem
e. Tampa inferior do chassis
f. Baterias
3. Siga o procedimento indicado em Apds efetuar qualquer procedimento no interior do computador.
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Placa de sistema

Retirar a Placa de sistema

@ NOTA: Este sistema n&o pode ser desmontado ainda mais. Para aceder aos componentes subjacentes, substitua o conjunto da base
conforme os detalhes do pedido.

1. Siga o procedimento indicado em Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador.
2. Retirar:

Baterias

Tampa inferior do chassis

Teclado

Conjunto do dissipador de calor do PCle
Conjunto da porta de acoplamento

SSD principal

Dissipador de Calor

Memodria

Placa WLAN

Placa WWAN

Modulo GPS

I Trilho da SSD principal

m. Compartimento da bateria

n. Placa de E/S traseira

3. Retire a fita [1] e desligue o conector do painel tatil da placa de sistema [2].

o

T TS 000

4. Retire a fita [1] e o cabo FPC da placa de E/S posterior [2] da placa de sistema.
5. Retire a fita [3] e 0 cabo LED do indicador da bateria [4] da placa de sistema.
6. Retire a fita [5] e o conector FPC da placa de ancoragem [6] da placa de sistema.
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8. Retire a fita [1] e desligue o cabo do bot&o de alimentagéo [2].
9. Retire a fita [3] para desligar a placa USH e o cabo do painel tatil [4] da placa de sistema.
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10. Retire os dois parafusos M2*3 [1] e retire o suporte EDP [2] da placa de sistema.
1. Retire o cabo EDP utilizando a etiqueta preta de puxar [3] e desligue o cabo de entrada CC [4] da placa de sistema.

12. A localizac&o dos seguintes parafusos em resina de ep6xi necessitam de atencéo especial. E dificil remover
estes parafusos e podem ocorrer danos durante o processo de remocéao. Para evitar danos nos parafusos e nos
plasticos circundantes, utilize a chave de parafusos correta para cada tipo de parafuso.

Retire os dois parafusos de cabega em resina de epdxi no espaco de E/S posterior [1].
13. Retire os dois parafusos M2.5*5 e os dois parafusos M1.6*3.0 [2] para retirar o suporte USB tipo C [3] da placa de sistema.
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14. Retire os oito parafusos M2.5*5 [1] e o Unico parafuso M2*3 [2] na placa de sistema e retire a placa de sistema do chassis [3].
1 1

Instalar a Placa de sistema

1. Instale a placa de sistema inserindo a porta de série na placa de sistema através do chassis [1] € instale os oito parafusos M2.5*5 [2] e
0 Unico parafuso M2*3 [3] na placa de sistema.
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2. Instale os dois parafusos de cabega em resina de epdxi na porta de série da placa de sistema [1].
3. NOTA: Ao instalar a placa de sistema, os técnicos devem assegurar-se de que os cabos das duas baterias (1.2 e 2.9) e os cabos

FPC (FPC de E/S esquerda e FPC do leitor de cartdes Express Card) ndo estdo comprimidos debaixo da placa de sistema.

Instale o suporte USB tipo C [2] e fixe-o com dois parafusos M2.5*5 e dois parafusos M1.6*3.0 na placa de sistema [3].

4. Instale o cabo EDP [1] e cologue o suporte de metal [2] sobre o conector EDP na placa de sistema.
5. Instale os dois parafusos M2*3 [3] fixando-0s a placa de sistema e ligue o cabo de entrada CC [4] a placa de sistema.
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6. Ligue o cabo do bot&o de alimentag&o [1] e fixe-o com um pedaco de fita [2].
7. Ligue os cabos da placa USH e do painel tatil [3] a placa de sistema e fixe-os com um pedago de fita [4].

8. Ligue o cabo FPC da placa de E/S esquerda [1] e fixe-o com um pedago de fita [2].
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9. Ligue o cabo FPC da placa de E/S traseira [1] e fixe-o com um pedago de fita [2].
10. Ligue o cabo LED do indicador de bateria [3] e fixe-o com um pedago de fita [4].
1. Ligue o conector FPC de ancoragem [5] e fixe-o com um pedaco de fita [6].

12. Ligue os conectores do painel tatil & placa de sistema [1] e fixe-os com um pedago de fita [2].
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13. Instalar:
Placa de E/S traseira
Compartimento da bateria
Trilho da SSD principal
Modulo GPS
Placa WWAN
Placa WLAN
Memoria
Dissipador de calor
SSD principal
Conjunto da porta de acoplamento
Conjunto do dissipador de calor do PCle
Teclado
. Tampa inferior do chassis
Baterias

53T AT T TQ@ A0 Q2000

14. Siga o procedimento indicado em Apds efetuar qualquer procedimento no interior do computador.

Conjunto da base inferior

1. Siga o procedimento indicado em Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador.
2. Para voltar a colocar o conjunto da base inferior, retire os seguintes componentes da base antiga:
Suporte

Portas com Trinco

Baterias

SSD principal

Tampa inferior do chassis

Teclado

Placa WWAN

Placa WLAN

Modulo GPS

Memodria

o

T TQ e Q00T

Retirar e instalar componentes 127



Célula tipo moeda

Conjunto do dissipador de calor do PCle
. Trilho da SSD principal

Conjunto da porta de acoplamento

Conjunto do dissipador de calor

Placa de E/S traseira

Conjunto do ecréa

Trilho da SSD principal

Compartimento da bateria

Placa de E/S esquerda

Smart card

Placa de sistema

SEfoe QDO 3—F

3. Volte a ligar o seguinte:

e Bot&o de alimentagdo
Colunas

Cabo de entrada CC
Placa USH

Painel tatil

@ NOTA: Veja os detalhes do pedido para determinar as especificidades exatas dos subcomponentes definidos no conjunto do
chassis inferior.

4. Instale os seguintes componentes na nova base:
Placa de sistema
Smart card
Placa de E/S esquerda
Compartimento da bateria
Trilho da SSD principal
Conjunto do ecra
Placa de E/S traseira
Conjunto do dissipador de calor
Conjunto da porta de acoplamento
Trilho da SSD principal
Conjunto do dissipador de calor do PCle
Célula tipo moeda
. Memodria
Modulo GPS
Placa WLAN
Placa WWAN
Teclado

QT OS3I AT ToSQ@ A0 Q00D
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V.

Tampa inferior do chassis
SSD principal

Baterias

Portas com trinco
Suporte

5. Siga o procedimento indicado em Apés efetuar qualquer procedimento no interior do computador.
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Diagnéstico

Este capitulo detalha as funcionalidades de detegéo e solugdo de problemas incorporadas para diagnosticar os sistemas Dell. O capitulo
também lista as instrugdes de invocagao, juntamente com as informagdes relacionadas para cada método de diagndstico.

Topicos

¢ Diagnostico ePSA

*  Teste Independente Incorporado do LCD (BIST)
e  Luzes de estado da bateria

e LED de diagnostico

¢ Ciclo de alimentag&o Wi-Fi

*  Recuperagéo do BIOS

e Atualizagéo do BIOS

e Autorrecuperagéo

Diagnéstico ePSA

O diagnéstico ePSA (também conhecido como diagndéstico do sistema) efetua uma verificagdo completa do hardware. O ePSA esta
integrado no BIOS e ¢ iniciado internamente pelo BIOS. O diagnéstico de sistema integrado fornece um conjunto de opgdes para
dispositivos especificos ou grupos de dispositivos que permite:

e [Executar testes automaticamente ou num modo interativo

e Repetir testes

e Apresentar ou guardar os resultados do teste

[ ]

Executar testes completos para introduzir opgdes de teste adicionais para conceder informagdes adicionais sobre o(s) dispositivo(s)
com falha

Ver mensagens de estado que informam se os testes foram concluidos com sucesso
Ver mensagens de erro que informam sobre problemas encontrados durante o teste

@ NOTA: E apresentada a janela Avaliacdo otimizada do sistema pré-arranque, com uma lista de todos os dispositivos detetados no
computador. O diagndstico comega a executar os testes em todos os dispositivos detetados.

Execucédo dos diagnosticos ePSA

Invoque diagnésticos através de um dos métodos sugeridos abaixo:
e Prima a tecla F12 no teclado, logo que o ecra inicial Dell seja apresentado, até ver a mensagem Arranque de Diagnéstico
Selecionado.

o No ecréd do menu de arranque Unico, utilize a seta para cima/baixo para selecionar a opgéo Diagnéstico e, em seguida, prima
Enter.

e Prima sem soltar a tecla Fung¢do (Fn) no teclado e prima o Botado de alimentacéo para ligar o sistema.

Interface do utilizador ePSA

Esta seccao contém informacdes sobre o ecra bésico e avancado do ePSA 3.0.

O ePSA abre o ecra bésico ao iniciar. Pode alternar para o ecré avangado utilizando o icone de seta na parte inferior do ecra. O ecré
avangado mostra os dispositivos detetados na coluna da esquerda. O teste especifico pode ser incluido ou excluido apenas no modo
interativo.

Ecra basico do ePSA

O ecra bésico possui controlos minimos que simplificam a navegacéo para o utilizador iniciar ou interromper os diagndsticos.
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(e Product Mame : Latdude ES550
System BIOS - T3
PS4 Buld 4301 1 LIEFI
Serce Tag

Ecra avancado do ePSA

O ecré avangado permite mais testes direcionados e contém mais informacdes detalhadas sobre o0 estado de funcionamento geral do
sistema. O utilizador pode aceder a este ecra ao deslizar o dedo para a esquerda nos sistemas de ecré tétil ou ao clicar no botéo da

proxima péagina no lado inferior direito do ecra basico.
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Para executar o teste num dispositivo especifico ou executar um teste
especifico

1. Se pretender executar o teste de diagndstico de um dispositivo especifico, prima Esc e clique em Sim para parar o teste de
diagndstico.

2. Selecione o dispositivo no painel esquerdo e clique em Executar testes ou utilize a Op¢éo avancgada para incluir ou excluir qualquer
teste.

Mensagens de erro do ePSA

Quando o diagndéstico ePSA da Dell deteta um erro durante a execugao, este ir4 pausar o teste e, em seguida, apresentar a janela seguinte:
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Memory errors detected, but successfully resolved. Location: DIMB A

Continue troubleshooting the system with the information provided below at
dell. comfdiagnostics or with technical support. Use a mobile device to
scan the QR code to continue troubleshooting.

0 Semice Tag BIOS T39
Error Code @ 20000121 [‘};
Walidation : G6649

Continue testing?

Yes |[[_No ][ Rem X

e Ao responder Sim, o diagnéstico iré continuar a testar o proximo dispositivo e os detalhes do erro estar&o disponiveis no relatorio de
resumo.

Ao responder Néao, o diagndstico ira interromper o teste dos restantes dispositivos n&o testados.
Ao responder Repetir, o diagndstico iré ignorar o erro e executar novamente o Ultimo teste.

Capture o cédigo de erro com o cédigo de Validag&o ou leia o cédigo QR e Contacte a Dell

@ NOTA: Como parte da nova funcionalidade, o utilizador pode agora silenciar o bip do cédigo de som quando ocorrer um erro,

premindo o ‘X’.' no lado inferior direito da janela de erro.

@ NOTA: Alguns testes de dispositivos especificos requerem a interagdo do utilizador. Certifique-se sempre de que esté presente em
frente ao computador quando os testes de diagndstico séo realizados.

Ferramentas de validacao

Esta secgdo contém informagdes sobre os procedimentos para validar os cédigos de erro do SupportAssist ePSA, ePSA ou PSA.
A validagao do cédigo de erro pode ser feita com os dois métodos seguintes:

e Ferramenta de validag&o de avaliacdo do sistema de pré-arranque avangado online.
e Digitalizacdo de QR com uma aplicagéo de QR no smartphone.

Diagnéstico Incorporado SupportAssist Online, Ferramenta de Validacao dos
Codigos de Erro ePSA ou PSA

Guia de utilizacao

1. Utilizador para obter informagdes das janelas de erro do SupportAssist.
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Hard Drwve - Mo Hard Drive detected

Continue troubleshooting the system with the information provided below at
dell.comidiagnostics or with technical support. Ulse a mobila dewice to
scan the OR code to continve troubleshooting.

Semice Tag . B105 0.4.1
Emor Code : 200040141
Walidation : 125870

Confinue testing?

Yoo [ Mo J[ Rey | (0

2. Navegue até https://www.dell.com/support/diagnose/Pre-boot-Analysis.

3. Introduza o cédigo de erro, o codigo de validacdo e a etiqueta de servigo. O nimero de série da pega € opcional.

Error Code (without Error Code (without 2000-prefix)
2000-prefix) *

Validation Code * Validation Code
Service Tag [ * | Service Tag
Part Serial # (optional) Part Serial # (optional)

View System Requirements and Privacy And Legal Information

NOTA: Para o cédigo de erro, utilize apenas os Ultimos 3 ou 4 digitos do cédigo. (o utilizador pode inserir 0142 ou 142, em vez de
2000-0142.)

4. Clique em Submeter assim que todas as informagdes necessérias forem inseridas.
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Error Code (without 011
2000-prefix) *

Validation Code * 125870

Service Tag [ *

Fart Serial # (optional) Part Serial #

View System Requirements and Privacy And Legal Information

Exemplo de cédigo de erro valido

Vostro 20 All-in-One 3055
Service Tag Express Service Lode: 8

Add o My Preduscts Lt

W differens peoduct
@ Manuals l::-_-:] Waavanty @ Syitem confliguration
Diagnostics
g n Vousr system is cumently Out of Wananty, Flease contact Dell Technical Support for further

msistand.

Support topics &

articles Result: Issues Found.

Dri"u"e rs & dDW n I.Dadﬂ four result risquines attention. Reviev the affected hardvane balow and follow the instructions to

vroubleshoot problems or you may be presented with a request Lo replace pats,

General maintenance Cloar results

4 Meeds Attention: System maintenance -

Parts & accessories

Heads Attention

A patential emar has boen found. Click here tbo view & IS0 of steps that can help resolve your

1551

See full scan results.

Diagnostics Completed

Hardware
Diagrioatic Marme Ervar Code Serial # Aegult
EPSA 141 @ Fadled

Depois de inserir as informagdes corretas, as ferramentas online irdo direcionar o utilizador para o ecré acima, que contém informacgdes
sobre:

e Confirmagéo do cédigo de erro e resultado
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e Substituicao da pega sugerida
e Se o cliente ainda estiver coberto pela garantia da Dell
e Numero de referéncia do processo, caso exista um processo aberto sob a etiqueta de servigo

Exemplo de cddigo de erro invalido

Error Code (without 014
2000-prefix) *

Validation Code * | 123456

Service Tag i [

Part Serial # (optional) | Part Serial # (optional)

A You have entered an invalid ePSA request, please check your details and try again.

Ferramenta de validacao QR APP

Além de utilizar a ferramenta online, o cliente também pode validar o cédigo de erro ao digitalizar o cédigo QR com uma aplicagdo de QR
num smartphone.
1. Utilizador para obter o cédigo QR do ecré de erro do Diagnéstico Incorporado SupportAssist.

2. O utilizador pode utilizar qualquer aplicagéo de leitor de cédigo QR através do smartphone para digitalizar o cédigo QR.
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Place a barcode inside the viewfinder rectangle to scan it

3. A aplicag&o de leitor de codigo QR ira digitalizar o cddigo e gerar automaticamente a ligag&o. Clique na ligag&o para continuar.
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f r
i i Barcode Scanner HISTORY

https://www.dell.com/support/diagnostics/ePSA/
QRScan/ '0141/125870/

Open browser Share via email Share via SMS

A ligacdo gerada ird encaminhar o cliente para o Web site de suporte da Dell, que contém as seguintes informagodes:
Confirmacgé&o do cddigo de erro e resultado

Substituigéo da pega sugerida

Se o cliente ainda estiver coberto pela garantia da Dell

Numero de referéncia do processo, caso exista um processo aberto sob a etiqueta de servico
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Vostro 20 All-in-One 3055
Serdoe Tog Express Service Code;

Add ko My Prediscts Lk

o & different praduct

G:l Manuals {::] Waranty @ System configumation

Diagnostics
n Vouer system s cumently Out of Wamanty, Flease contact Dell Technical Support for further

amssistandoe.

Support topics &

articles Result: Issues Found.
D”\“rers & dgw n I_f_'}ads ‘our result rquines atbention. Risdew the affected hardware below and fallow the instructions to
X troubleshoot problems or you may be presented with a request 1o replace pats,
General maintenance il o

A\ Needs Attention: System maintenance £

Parts & accessories

Heeds Attention

& potential emor has been found, Click here sto view & list of speps that can help resolve your

AT U

See full scan results.

Diagnostics Completed

Hardware

Diagriodtic Marme Ervar Code Serial ¥ Fetile

EPSA 141 © Fadled

Teste Independente Incorporado do LCD (BIST)

Os computadores portéateis da Dell tém uma ferramenta de diagnéstico incorporada que o ajuda a determinar se o problema que tem no
ecrd é um problema inerente ao LCD (ecrad) do computador portétil da Dell ou a placa de video (GPU) e as definigdes do PC.

Quando tem problemas no ecra, como tremulagao, distor¢éo, problemas de nitidez, imagem difusa ou desfocada, linhas horizontais ou
verticais, desvanecimento da cor, etc., € sempre uma boa pratica isolar o LCD (ecré) realizando um Teste Independente Incorporado
(BIST).

Procedimentos para invocar o teste BIST no LCD

1. Desligue o computador portatil Dell.

2. Desligue todos os periféricos que estéo ligados ao computador portatil. Ligue apenas o transformador CA (carregador) ao computador
portatil.

3. Certifigue-se de que o LCD (ecré) est4 limpo (ndo existem particulas de pd na superficie do ecra).

4. Prima sem soltar a tecla D e Ligar no computador portétil, para iniciar o modo do teste independente incorporado (BIST) do LCD.
Continue a premir a tecla D até ver as barras coloridas no LCD (ecra).

B. O ecréird apresentar vérias barras coloridas e mudar as cores no ecrd completo para vermelho, verde e azul.

6. Analise cuidadosamente o ecrd em busca de anormalidades.

7. Prima a tecla Esc para sair.

@ NOTA: O diagnéstico Pré-arranque do Dell SupportAssist apds o arranque do computador, inicia primeiro um LCD BIST, esperando
uma intervencao do utilizador para confirmar o funcionamento do LCD.
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Luzes de estado da bateria

Se o computador estiver ligado a uma tomada eléctrica, a luz da bateria funciona do seguinte modo:

Luzes ambar Tem um adaptador de CA ndo autenticado ou ndo suportado, que ndo € da marca Dell, ligado ao computador
e verde portatil.

intermitentes

alternadamente

Luz ambar Falha temporéria da bateria com adaptador de CA presente.
intermitente com

luz verde fixa

alternadamente

Luz ambar Falha fatal da bateria com adaptador de CA presente.
intermitente

constante

Luz desligada Bateria em modo de carga total com adaptador de CA presente.
luz verde acesa Bateria em modo de carregamento com adaptador de CA presente.

LED de diagnéstico

Esta seccado detalha as funcionalidades de diagndstico do LED da bateria num computador portatil.

Em vez dos codigos sonoros, os erros s&o indicados através do LED bicolor de carga da bateria. Um padr&o intermitente especifico €

seguido por um padr&o brilhante de sinais luminosos verdes, seguidos de brancos. Em seguida, o padréo repete-se.

@ NOTA: O padrao de diagndstico ira consistir num nimero de dois digitos, representado por um primeiro grupo de sinais LED (1 até 9)
em verde, seguido por uma pausa de 1,5 segundos com o LED desligado, e depois um segundo grupo de sinais LED (1 até 9) a branco.
Segue-se depois uma pausa de trés segundos, com o LED desligado, antes de repetir tudo. Cada LED pisca durante 0,5 segundos.

O sistema ndo encerra quando forem mostrados os cédigos do erro de diagndstico. Os codigos do erro de diagndstico irdo sempre
substituir qualquer outra utilizagéo do LED. Por exemplo, nos computadores portateis, os codigos da bateria para as situagdes de Bateria
fraca ou Falha de bateria ndo serdo mostrados quando estiverem visiveis os cddigos do erro de diagnéstico:

Tabela 22. Padrao LED

Padréo intermitente Descricédo do problema Resolucdo sugerida

Verde Branco

2 1 processador Falha do processador

2 2 placa do sistema, BIOS ROM | Placa de sistema, inclui
danos no BIOS ou erro da
ROM

2 3 meméria Sem memodria/nenhuma

RAM detetada

2 4 memoria Falha da memoéria/RAM

2 5 memoria Meméria invélida instalada

2 6 placa do sistema; chipset Erro na placa de sistema/
chipset

2 7 Ecra Falha do ecra

3 1 falha de energia no RTC. Falha da bateria de célula
tipo moeda

3 2 PCl/Video falha no PCl/placa de video/
chip

3 3 Recuperacéo do BIOS 1 Imagem de recuperacéo ndo
encontrada
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Tabela 22. Padrao LED (continuacéo)

Padrdo intermitente Descricdo do problema Resolucdo sugerida
Verde Branco
3 4 Recuperacéo do BIOS 2 Imagem de recuperagéo

encontrada mas invélida

3 5 Falha do trilho de energia CE entrou em falha de
sequenciagéo de energia

3 6 Danos no flash do SBIOS Danos no flash detetados
pelo SBIOS
3 7 Erro de ME Tempo de espera excedido a

aguardar que o ME responda
a mensagem HECI

Ciclo de alimentacao Wi-Fi

Se o0 seu computador ndo conseguir aceder a Internet devido a problemas de conectividade Wi-Fi, pode realizar um ciclo de alimentagéo
Wi-Fi. O procedimento a seguir fornece as instrugdes sobre como realizar um ciclo de alimentagao Wi-Fi:

®| NOTA: Alguns ISP (Internet Service Providers) fornecem um dispositivo combinado de modem/router.

Desligue o computador.
Desligue o modem.
Desligue o router sem fios.
Aguarde 30 segundos.
Ligue o router sem fios.
Ligue o0 modem.

No o N NS

Ligue o computador.

Recuperacao do BIOS

A recuperacao do BIOS foi criada para corrigir o BIOS principal e ndo pode funcionar se o arranque estiver danificado. A recuperacgéo do
BIOS nao ird funcionar em caso de danos de EC, danos de ME ou um problema relacionado com o hardware. A imagem de recuperagéo do
BIOS deve estar disponivel na particdo ndo encriptada na unidade para a funcionalidade de recuperag&o do BIOS.

Reverter a funcionalidade do BIOS

S0 guardadas duas vers®es da imagem de recuperacdo do BIOS na unidade de disco rigido:

e BIOS atualmente em execugéo (antiga)
e BIOS a atualizar (nova)

A vers&o antiga ja esta armazenada na unidade de disco rigido. o BIOS adiciona a nova versao a unidade de disco rigido, mantém a verséo
antiga e exclui outras versdes existentes. Por exemplo, as versées AOO e AO2 ja estdo no disco rigido, a A02 € o BIOS em execucéo. o
BIOS adiciona a AO4, mantém a AO2 e exclui a AOQ. Ter duas versdes do BIOS ativa a Revers&o da funcionalidade do BIOS.

Se o ficheiro de recuperagéo n&o puder ser armazenado (a unidade de disco rigido estiver sem espago), o BIOS define um sinalizador
para indicar esta condigéo. O sinalizador é redefinido caso mais tarde seja possivel armazenar o ficheiro de recuperagéo. o BIOS notifica o
utilizador durante o POST e na configurag&o do BIOS, a recuperagéo do BIOS é danificada. A recuperagéo do BIOS através da unidade de
disco rigido pode n&o ser possivel, no entanto, a recuperagéo do BIOS através da unidade flash USB ainda é possivel.

Para a pen USB: diretério de raiz ou "\"

BIOS_IMG.rcv: a imagem de recuperagdo armazenada na pen USB.
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Recuperacao do BIOS utilizando a unidade de disco rigido

®

NOTA: Certifique-se de que tem a versao anterior € a versdo mais recente do BIOS que pode retirar do site de suporte da Dell onde
esté disponivel para utilizagao.

®| NOTA: Certifique-se de que tem as extensdes de tipo de ficheiro visiveis no sistema operativo (SO).

1.

2.

Navegue até a localizag&o dos ficheiros executaveis (.exe) da atualizagéo do BIOS.

Renomeie os ficheiros executaveis do BIOS para BIOS_PRE.rcv para a verséo anterior do BIOS e BIOS_CUR.rcv para a versdo mais
recente do BIOS.

Por exemplo, se o nome do ficheiro da versdo mais recente for PowerEdge_T30_1.0.0.exe, renomeie para BIOS_CUR.rcv e se 0
nome do ficheiro da vers&o anterior for PowerEdge_T30_0.0.9.exe, renomeie para BIOS_PRE.rcv

@ NOTA:

a. Se a unidade de disco rigido for nova, néo haverd um sistema operativo instalado.
b. Se a unidade de disco rigido foi dividida na fabrica da Dell, haverd uma Particdo de recuperacéao disponivel.

Desligue a unidade de disco rigido e instale-a noutro sistema que tenha um sistema operativo totalmente funcional.

Inicie o sistema e, no ambiente do sistema operativo do Microsoft Windows, siga estes passos para copiar o ficheiro de recuperacdo do
BIOS para a Particdo de recuperacéo.

a. Abra uma janela da linha de comandos do Windows.

b. Na linha de comandos, escreva diskpart para iniciar o Microsoft DiskPart.

c. Nalinha de comandos, escreva list disk para listar as unidades de disco rigido disponiveis.
Selecione a unidade de disco rigido que foi instalada no passo 3.

d. Na linha de comandos, escreva list partition para ver as particdes disponiveis nesta unidade de disco rigido.
e. Selecione Particdo 1, que ¢ a Particdo de recuperacdo. O tamanho da particdo sera de 39 MB.
f.  Nalinha de comandos, escreva set id=07 para definir o ID da partig&o.

®| NOTA: A particéo estara visivel no sistema operativo como Disco Local (E) para ler e gravar dados.

g. Crie as seguintes pastas em Local Disk (E), E:\EFI\Dell\BIOS\Recovery.
h. Copie ambos os ficheiros do BIOS ( BIOS_CUR.rcv e BIOS_PRE.rcv) para a pasta de recuperagdo em Local Disk (E).
i. Najanela Linha de Comandos, na linha de comandos DISKPART, escreva set id=DE.
Depois de executar este comando, o Local Disk (E) nao estaréa acessivel no SO.
Desligue o sistema, retire a unidade de disco rigido e instale-a no sistema original.

Ligue o sistema e inicie a respetiva configuragdo, na secgdo Maintenance (Manutencéo), certifique-se de que BIOS Recovery
from Hard Drive (Recuperacédo do BIOS a partir do disco rigido) est4 ativado na secgdo BIOS Recovery (Recuperacéo do
BIOS) da configuragéo.

Prima o bot&o de alimentagé&o para desligar o sistema.

Sem soltar as teclas Ctrl e Esc, prima o bot&o de alimentagao para iniciar o sistema. Ainda sem soltar as teclas Ctrl e Esc até a pagina
BIOS Recovery Menu (Menu de recuperacéo do BIOS) ser apresentada.

Certifique-se de que o botéo de radio Recover BIOS (Recuperar BIOS) esta selecionado e clique em Continue (Continuar) para
iniciar a recuperagéo do BIOS.

Recuperacao do BIOS utilizando a unidade USB

®| NOTA: Certifique-se de que tem as extensdes de tipo de ficheiro visiveis no sistema operativo.

®| NOTA: Certifique-se de que transferiu o BIOS mais recente do site de suporte da Dell e guarde-a no seu sistema.

1.

2,

142

Navegue até a localizagéo do ficheiro executavel (.exe) do BIOS transferido.

Renomeie o ficheiro paro BIOS_IMG.rcv.
Por exemplo, se 0 nome do ficheiro é PowerEdge_T30_0.0.5.exe, renomeie paro BIOS_IMG.rcv

Copie o ficheiro BIOS_IMG.rcv para o diretério de raiz da pen USB.

Se ndo estiver ligada, insira a unidade USB, reinicie o sistema, prima F2 para entrar na configuragéo do sistema e, em seguida, prima o
bot&o de alimentacéo para desligar o sistema.

Inicie o sistema.
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6. Enquanto o sistema esta a iniciar, prima as teclas Ctrl+Esc sem soltar o bot&o de alimentagdo até que a caixa de dialogo BIOS
Recovery Menu (Menu de Recuperacao do BIOS) seja apresentada.

7. Clique em Continue (Continuar) para iniciar o processo de recuperagéo do BIOS.

@ NOTA: Certifique-se de que a opcao Recovery BIOS (BIOS de Recuperacao) est4 selecionada na caixa de didlogo BIOS
Recovery Menu (Menu de Recuperacéo do BIOS).

8. Selecione o caminho na unidade USB onde o ficheiro de recuperagdo do BIOS esta armazenado (diretério raiz ou "\") e siga as
instrucdes no ecra.

Atualizacdo do BIOS

Atualizar o BIOS no Windows

1. Aceda a www.dell.com/support.

2. Clique em Product support (Suporte ao produto). Clique em Search support (Pesquisar suporte), insira a Etiqueta de Servigo do
computador e depois clique em Search (Procurar).

@ NOTA: Se n&o tiver a Etiqueta de Servico, utilize a funcionalidade SupportAssist para identificar automaticamente o seu
computador. Pode também utilizar a ID do produto ou procurar manualmente o modelo do seu computador.

Clique em Drivers & Downloads (Controladores e transferéncias). Expanda Find drivers (Localizar controladores).
Selecione o sistema operativo instalado no computador.
Na lista pendente Category (Categoria), selecione BIOS.

oo~ o

Selecione a versdo mais recente do BIOS e, em seguida, clique em Download (Transferir) para transferir o ficheiro do BIOS para o
computador.

~

Concluida a transferéncia, va a pasta onde guardou o ficheiro de atualizagdo do BIOS.
8. Faga duplo clique no icone do ficheiro de atualizagdo do BIOS e siga as instrugdes apresentadas no ecra.
Para mais informag®es, consulte o artigo 000124211 da base de conhecimento em www.dell.com/support.

Atualizar o BIOS em Linux e Ubuntu

Para atualizar o BIOS do sistema num computador instalado com Linux ou Ubuntu, consulte o artigo 000131486 da base de conhecimento
em www.dell.com/support.

Atualizar o BIOS no Windows utilizando a unidade USB

1. Siga o procedimento do passo 1ao passo 6 em Atualizar o BIOS no Windows para transferir o ficheiro do programa de configuragdo do
BIOS mais recente.

2. Crie uma unidade USB de arranque. Para mais informacdes, consulte o artigo 000145519 da base de conhecimento em www.dell.com/
support.

Copie o ficheiro do programa de configuragéo do BIOS para a unidade USB de arranque.
Ligue a unidade USB de arranque ao computador que necessita da atualizacdo do BIOS.
Reinicie o computador e prima a tecla F12.

Selecione a unidade USB a partir do Menu de Arranque Unico.

N oSN N

Digite o nome do ficheiro do programa de configuragdo do BIOS e prima a tecla Enter.
Aparece Utilitario de Atualizacdo do BIOS.

8. Siga as instrucdes apresentadas no ecré para concluir a atualizagéo do BIOS.

Atualizar o BIOS a partir do menu de arranque unico F12

Atualizar o BIOS do computador com um ficheiro update.exe do BIOS que é copiado para uma pen USB FAT32 e iniciar a partir do menu
de arranque Unico F12.
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Atualizacdo do BIOS

Pode executar o ficheiro de atualizagao do BIOS a partir do Windows com uma pen USB inicializavel ou também pode atualizar o BIOS a
partir do menu de arranque Unico F12 no computador.

A maioria dos computadores da Dell criados apds 2012 tém esta capacidade e pode confirmar ao iniciar o computador no menu de
arranque Unico F12 para ver se a ATUALIZAGAO FLASH BIOS est4 listada como uma opcao de arranque no computador. Se a opgéo
estiver listada, entédo o BIOS suporta esta opgéo de atualizagdo do BIOS.

®| NOTA: Apenas os computadores com a opgao Atualizagdo Flash do BIOS no menu de arranque Unico F12 podem utilizar esta fungéo.

Atualizar a partir do menu de arranque tnico
Para atualizar o BIOS a partir do menu de arrangue Unico F12, precisa do seguinte:

Pen USB formatada para o sistema de ficheiros FAT32 (a pen n&o tem de ser inicializavel)

Ficheiro executavel do BIOS que transferiu do site de suporte da Dell e copiou para a raiz da pen USB
Transformador CA ligado ao computador

Bateria do computador funcional para realizar um flash ao BIOS

Realize os passos seguintes para executar o processo flash de atualizagédo do BIOS a partir do menu F12:

Nao desligue o computador durante o processo de atualizacdo do BIOS. O computador pode néo arrancar se
desligar o computador.

1. Enquanto desligado, insira a pen USB onde copiou o flash numa porta USB do computador.

2. Ligue o computador e prima a tecla F12 para aceder ao menu de arranque Unico, selecione a opgéo Atualizar BIOS com o rato ou com
as teclas de seta e, em seguida, prima Enter.
E mostrado o menu de flash do BIOS.

Clique em Flash a partir do ficheiro.

Selecione o dispositivo USB externo.

Selecione o ficheiro e faga duplo clique no ficheiro de destino flash; em seguida, cligue em Submeter.
Clique em Atualizar BIOS. O computador reinicia para realizar o flash do BIOS.

N O oA o

O computador iréa reiniciar apés a concluséo da atualizagédo do BIOS.

Autorrecuperacao

Introducdo ao curso

A autorrecuperagdo é uma opgéo que ajuda a recuperar o sistema do Dell Latitude de uma situagdo Sem Post, Sem Energia, Sem Video.

Instrucao de autorrecuperacao

1. Retire a bateria principal e o adaptador de CA.
2. Desligue a bateria do CMOS

3. Liberte a tens&o residual. Prima e mantenha premido o bot&o de alimentagéo durante 10 segundos ou deixe o sistema inativo por 45
segundos.

4. Certifique-se de que o CMOS e a bateria principal ndo estéo ligados ao sistema.
B. Ligue o adaptador de CA. O sistema ira ligar-se automaticamente quando o adaptador de CA for inserido.

6. O sistema ird iniciar com um ecrd em branco durante algum tempo e ir4 desligar-se automaticamente. Veja as luzes LED (alimentagao,
Wi-Fi e HDD). Ir&o ligar-se.

7. O sistema tentar4 reiniciar duas vezes e ira arrancar a terceira tentativa.
8. Cologue a bateria do CMOS e o adaptador de CA de volta no sistema.

9. Se aautorrecuperacéo recuperar a falha, atualize o sistema para o BIOS mais recente e execute o ePSA para se certificar do
funcionamento correto do sistema.

@ NOTA:

e Durante a instalagdo ou remogéo de qualquer componente de hardware, certifique-se sempre de que todos os dados tém cépias
de seguranca adequadas.
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Para instrugdes sobre como retirar ou substituir pecas, consulte Montagem Desmontagem.

Antes de efetuar qualquer procedimento no computador, siga as Instrucdes de seguranca.

Modelos Latitude suportados

®

NOTA:

Antes de substituir a placa de sistema, execute a autorrecuperagdo como um passo obrigatorio.

A Autorrecuperag&o do Latitude pode ser evitada quando for necesséria a completa desmontagem do sistema para aceder a
bateria de célula tipo moeda.

Para o Latitude Série E7 (XX70), o BIOS Recovery 2.0 deve ser executada como o passo principal.

De forma a reduzir o tempo de solucdo de problemas associado a Autorrecuperagdo, ndo existe requisito obrigatério para voltar a
montar o sistema. Os técnicos podem iniciar a Autorrecuperagdo mesmo que a placa de sistema esteja exposta.

Nao toque em nenhum dos componentes expostos nem na placa de sistema para evitar curto-circuitos e eletricidade estética.
Se a Autorrecuperag&o ndo for capaz de recuperar a falha, prossiga com a substituicdo da placa de sistema.

NOTA:

Acédo do agente da linha da frente: Os agentes da linha da frente tém de encorajar o cliente a executar este passo antes de isolar o
problema como uma falha na placa principal. Se o cliente ndo se sentir confortavel em executar o procedimento de Autorrecuperacao,
entdo é necessario documentar o despacho a ser criado no 5GL. Aconselhe os engenheiros no local a executarem o procedimento de

Autorrecuperagdo como um dos passos iniciais obrigatorios. Informe-os que, caso o procedimento de Autorrecuperagdo ndo seja bem
sucedido, continuem com a solug&o de problemas normal antes de proceder com a substituicdo da peca.

Acdo dos engenheiros no local: O procedimento de autorrecuperagéo do Latitude tem de ser um passo inicial obrigatério. Caso o
procedimento de Autorrecuperagéo ndo seja bem sucedido, continue com a solucdo de problemas normal antes de proceder com a
substituicdo da pega. O Documentar da Autorrecuperagéo resulta no registo de fecho de chamada (Autorrecuperagdo Aprovada ou
Falhada).

Diagnéstico 145



Obter ajuda

Topicos

. Contactar a Dell

Contactar a Dell

@ NOTA: Se nao tiver uma ligagdo ativa a Internet, pode encontrar as informagdes de contacto na sua fatura, na nota de compra ou no
catalogo de produtos Dell.
A Dell disponibiliza vérias opgdes de suporte e servigo online e através do telefone. A disponibilidade varia de acordo com o pais e 0

produto, e alguns servigcos podem n&o estar disponiveis na sua area. Para contactar a Dell relativamente a problemas de vendas, suporte
técnico ou assisténcia ao cliente:

1. Visite Dell.com/support.

2. Selecione a categoria de suporte.

3. Confirme o seu pais ou regido na lista pendente Escolher um Pais/Regido no fundo da pagina.
4. Selecione a ligag&o de servigo ou suporte adequada, com base na sua necessidade.
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